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Szanowni Paristwo, Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

XTPL od poczatku swojego istnienia dziata w logice globalnej, poniewaz rozwijana przez nas
technologia ultraprecyzyjnego druku i dozowania materiatdbw odpowiada na potrzeby producentéw
najbardziej zaawansowanej elektroniki, skoncentrowanych przede wszystkim w Azji Wschodniej, Ameryce
Pétnocnej i Europie. Zdecydowana wiekszos¢ naszej sprzedazy trafia dzi$ na rynki zagraniczne, a projekty o
najwiekszym potencjale przemystowym prowadzimy z globalnymi partnerami i klientami. W pierwszym
potroczu 2026 wykonalismy kolejne istotne kroki na drodze do zbudowania w Polsce globalnego dostawcy
technologii dla producentow elektroniki nowej generacji. KontynuowaliSmy pierwsze wdrozenie przemystowe
w Chinach, weszliSmy z technologig UPD na rynek japoriski, rozpoczeliSmy wspotprace z Manz Asia na Tajwanie,
uzyskalismy pierwsze zamdwienie w ramach nowej linii biznesowej systeméw ODRA, a ponadto
zabezpieczylismy sytuacje finansowg Spotki.

Najbardziej zaawansowanym przyktadem przemystowego zastosowania technologii XTPL pozostaje wdrozenie
realizowane dla jednego z najwiekszych na $wiecie producentéow wyswietlaczy FPD w Chinach. Z poczatkiem
roku zakonczylismy dostawe ostatniej gtowicy w ramach pierwszej partii szesciu modutéw UPD, ktére zostaty
zintegrowane z maszynami pracujgcymi na liniach produkcyjnych klienta koricowego. Technologia opracowana
we  Wroctawiu z  sukcesem  przeszta tym samym droge z laboratorium do  fabryki
i zostata zwalidowana w rzeczywistym $rodowisku produkcyjnym.

Potwierdzeniem dalszego rozwoju tego projektu jest zamdwienie ramowe na kolejnych 10 modutéw UPD,
ktére otrzymalismy juz po zakonczeniu okresu sprawozdawczego. Pokazuje ono, ze pierwsze wdrozenie nie ma
charakteru jednorazowego, a klient zwieksza skale wykorzystania naszej technologii. Projekt bedzie generowat
przychody zaréwno ze sprzedazy kolejnych modutdéw, jak i z materiatéw eksploatacyjnych, co wspiera rozwdj
modelu opartego na powtarzalnej sprzedazy. Zamoéwienie drugiej, wiekszej partii modutéw UPD, w naszej
ocenie nie wyczerpuje potencjatu do dalszych rozszerzen w przysztosci.

Rownoczesnie postepujg prace w ramach pozostatych projektéw przemystowych, wsréd ktorych coraz
wiekszego znaczenia nabierajg poétprzewodniki, w tym obszar advanced packaging oraz zaawansowane
obwody drukowane. Jednym z najbardziej istotnych kierunkéw w pierwszej potowie roku stata sie dla nas
Japonia. Wejscie na ten rynek jest efektem kilkuletniej pracy nad rozwojem technologii, budowaniem jej
widocznosci oraz zaufania do XTPL wsrdd lokalnych partnerdw i potencjalnych klientéw.

W czerwcu otrzymalismy pierwsze zamdowienie na modut UPD z Japoniiw ramach 4. etapu procesu
nakierowanego na  docelowe  wdrozenie przemystowe, ktéry  bedzie  wykorzystywany
w procesach yield management dla zaawansowanych obwoddéw HDI i UHDI PCB oraz podtozy dla
potprzewodnikdw zwigzanych z obszarem advanced packaging. Szczegdlne znaczenie ma wykorzystanie w tym
projekcie miedzi jako materiatu przewodzgcego, poniewaz zwieksza to liczbe potencjalnych zastosowan naszej
technologii i jednoczesnie wspiera rozwdj linii High Performance Materials. Modut UPD testowany w tym
projekcie cechuje sie réowniez znacznie bardziej rozbudowang specyfikacjag, co przektada sie
na blisko dwukrotnie wyzszg warto$¢ jednostkowg w poréwnaniu z modutami UPD we wdrozeniu w Chinach.

Juz po zakonczeniu pierwszego potrocza otrzymaliSmy z Japonii kolejne, niezalezne zamowienie, tym razem na
urzadzenie DPS oraz na system laserowy dla nowego partnera przemystowego. W potaczeniu z kolejnym
zamowieniem na moduty UPD do Chin traktujemy te wydarzenia jako konkretne potwierdzenie, ze praca
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wykonywana nad pipeline w poprzednich okresach stopniowo przektada sie na kolejne decyzje zakupowe
klientow.

Naszg obecnos¢ w Azji rozwijamy réwniez poprzez strategiczne partnerstwa. W pierwszym potroczu
nawigzalismy wspotprace z Manz Asia, w ramach ktorej urzagdzenie DPS zostato zainstalowane w centrum
partnera na Tajwanie. Pozwala nam to prezentowac i testowac technologie blizej potencjalnych klientow
z jednego z najwazniejszych na Swiecie ekosystemow potprzewodnikowych. To szybszy i mniej obcigzajacy
nasze finanse model niz rozwijamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje dedykowane centrum
demonstracyjno-sprzedazowe XTPL w Bostonie.

Drugim waznym kierunkiem pierwszego poétrocza byto rozpoczecie komercjalizacji systeméw ODRA, ktdre
stanowig czwartg linie biznesowg XTPL i wypetniajg przestrzen potrzeb naszych klientow pomiedzy
urzadzeniami DPS a modutami UPD integrowanymi z duzymi maszynami przemystowymi. ODRA jest
samodzielnym systemem produkcyjnym funkcjonujgcym w modelu High-Mix Low-Volume, a jego specyfika
sprawia, ze pojedynczy klient moze docelowo potrzebowac wiekszej liczby urzadzen.

W marcu otrzymalismy pierwsze zamowienie na system ODRA od klienta przemystowego z Doliny Krzemowej,
dziatajgcego w obszarze advanced packaging i wspodtpracujagcego rowniez z sektorem obronnym. Zespét
projektowy realizuje kolejne kamienie milowe zwigzane z opracowaniem pierwszego urzgdzenia, natomiast
uzgodniony z klientem termin dostawy i rozliczenia systemu zostat przesuniety z czwartego kwartatu 2026 roku
na pierwszy kwartat 2027 roku. To pierwsza sprzedaz nowego produktu XTPL, ktéra stanowi¢ bedzie istotng
referencje dla kolejnych zainteresowanych odbiorcow. Dlatego potrzebujemy wiecej czasu na
przeprowadzenie kompleksowych testow koricowych, przed wysytkg systemu doklienta.

Rownolegle kontynuujemy zaawansowane rozmowy z nastepnymi potencjalnymi odbiorcami.

Realizacja ambitnego pipeline projektéw przemystowych oraz dalsze skalowanie nowych linii biznesowych
wymagajg odpowiednio zabezpieczonego zaplecza finansowego. W pierwszym pdtroczu pozyskalismy 19,5 min
PLN brutto w ramach emisji akcji oraz podpisalismy umowe na okoto 10,1 min PLN dofinansowania z NCBR.
Srodki te pozwalajg nam obecnie finansowaé projekty przemystowe, rozwdj systemdéw ODRA, prace badawcze
oraz pozostate linie biznesowe. Jest to element realizacji Strategii XTPL na lata 2026-2028, przy czym
réwnolegle, prowadzimy dziatania zwigzane z pozyskaniem finansowania dfuznego oraz zagranicznego
inwestora strategicznego, tj. inwestora finansowego z Tajwanu, specjalizujgcego sie w obszarze
potprzewodnikdw.

W pierwszym potroczu 2026 wygenerowalismy 1,5 min PLN przychoddw ze sprzedazy produktéw i ustug
oraz 3,3 min PLN przychoddw ogdtem, wobec odpowiednio 5,1 min PLN oraz 6,0 min PLN w analogicznym
okresie ubiegtego roku. EBITDA wyniosta -7,6 min PLN, a stan srodkow pienieznych na koniec czerwca
wynosit 16,3 min PLN. Wyniki pierwszego pétrocza nie pokazujg jeszcze petnego efektu pracy prowadzonej
w ramach rozwijanych projektow przemystowych, ktére majg dtugi cykl sprzedazy i wdrozenia, a ich tempo
w duzej mierze zalezy od procesow walidacyjnych oraz harmonogramoéw klientéw koricowych, na ktére XTPL
nie ma bezposredniego wptywu.

Pierwsza potowa 2026 roku przyniosta intensyfikacje dziatan w najwazniejszych dla XTPL obszarach, od
zakonczenia pierwszego etapu wdrozenia w Chinach, przez rozpoczecie komercjalizacji ODRA i wejscie
z technologig UPD na rynek japonski, po rozwdj obecnosci na Tajwanie oraz kontynuacje prac nad pozostatymi
projektami przemystowymi. Wydarzenia, ktére nastgpity juz po 30 czerwca, w szczegdlnosci kolejne
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zamowienie w Japonii oraz druga, wieksza transza modutéw UPD do klienta Chin, pokazuja, ze cze$¢ tej pracy
zaczyna sie materializowac.

Z rosnacym zaawansowaniem projektéw rozpoczelismy druga potowe 2026 roku i ponownie liczymy na
wsparcie historycznej sezonowosci, ktéra objawia sie zazwyczaj wyzszg liczbg zamdwien w tym okresie.
Bedziemy konsekwentnie realizowac pozyskane zamowienia i przesuwac kolejne projekty przemystowe do
nastepnych etapow, majgc Swiadomosé, ze ich tempo pozostaje w duzej mierze uzaleznione od proceséw
decyzyjnych globalnych klientow. Pierwsze zamdwienia pozyskane po zakonczeniu pétrocza oraz
rozwdj pipeline dajg nam jednak podstawy do pozytywnej oceny kierunku, w ktérym rozwija sie XTPL.

Cho¢ budowanie globalnej spoétki deep tech z Polski wymaga czasu, konsekwencji i cierpliwosci, technologia
XTPL jest dzi$ obecna w projektach realizowanych w Chinach, Japonii, Tajwanie i Stanach Zjednoczonych,
aliczba jej potencjalnych zastosowan systematycznie rosnie. Naszym zadaniem pozostaje przektadanie
rosngcej globalnej wiarygodnosci, zbudowanego pipeline oraz wykonanej pracy na kolejne wdrozenia,
zamowienia i wzrost skali sprzedazy.

Na zakoniczenie tego Listu pragniemy podziekowac wszystkim naszym akcjonariuszom za okazane zaufanie.
Stowa podziekowania kierujemy réwniez do naszych klientéw, partneréw i dostawcéw wspierajgcych rozwoj
XTPL na globalnym rynku zaawansowanej elektroniki, a przede wszystkim do naszych pracownikéw, ktérych
wiedza i zaangazowanie umozliwiajg nam prowadzenie wymagajacych projektéw z partnerami na catym
Swiecie.

Serdecznie zachecamy do uwaznej lektury raportu za pierwsze poétrocze 2026 oraz do pozostawania z nami
w kontakcie poprzez dziat relacji inwestorskich i organizowane przez nas konferencje wynikowe.

Z powazaniem,

Dr Filip Granek Jacek Olszanski
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1. INFORMACJE O RAPORCIE ORAZ StOWNICZEK POJEC | SKROTOW W NIM
UZYTYCH

XTPL Spdtka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000619674 - Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabryczne;j
we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spétka”, ,Jednostka”,
,Jednostka Dominujgca”, ,,Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2026 roku (,Dzier Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 294.987,70 zt i sktadat sie
z 2.949.877 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Ten dokument (,,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzadu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPLS.A. (,,Grupa
Kapitatowa”, ,Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za | pdtrocze 2026 roku
(,,Sprawozdanie z dziatalnosci”).

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujacg oraz spétki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,Spétki Zalezne”, ,Jednostki Zalezne”,
»XTPLInc.”, ,TPLsp.z 0.0.”).

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”) jest
dzien 28 wrzesnia 2026 roku.

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie sie s$rodroczne skrdocone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe (obejmujgce Spotke i Spotki Zalezne) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2026 roku sporzgdzone
wedtug Miedzynarodowych Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez
jednostkowe sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie sie $rédroczne skrécone jednostkowe sprawozdanie
finansowe Jednostki Dominujgcej za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2026 roku (,,Okres Sprawozdawczy”) sporzadzone
wedtug Miedzynarodowych Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.
»,GPW” oznacza Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A.

»,KSH” oznacza Ustawe z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych.

»,Rozporzadzenie w sprawie raportéw biezgcych i okresowych” oznacza Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 6
czerwca 2025 roku w sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentdow papierow
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa
niebedacego panstwem cztonkowskim.

,Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostepny publicznie pod adresem:

https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

,Ustawa o ofercie publicznej” oznacza Ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentdéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych.

,Ustawa o rachunkowosci” oznacza Ustawe z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujacy wptyw na dziatalnos¢ Grupy Kapitatowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnoszg sie zaréwno do Spétki XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej XTPL
S.A. o ile nie wskazano inaczej.

Jezeli nie podano inaczej, dane finansowe prezentowane sg w tysigcach.
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DEFINICJE

Q (om) oznacza jednostke rezystancji (oporu elektrycznego)

Q/o oznacza rezystancje na kwadrat lub inaczej rezystancje powierzchniowa

Km oznacza mikrometr, tj. jedng milionowg metra (1 / 1 000 000 m)

nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowa metra (1 /1 000 000 000 m)

Adhezja oznacza tendencje réznych materiatéw do przylegania do siebie

Aglomeracja czastek oznacza taczenie drobnych czgstek w wieksze czesci

AMOLED (ang. Active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diode OLED z aktywng matryca

CAD (ang. Computer aided design) oznacza projektowanie wspomagane komputerowo

CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to $redni wskaznik
rocznego wzrostu w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego
okresu

Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu

Formulacja tuszu oznacza precyzyjng recepture tuszu, nadajgcg mu pozgdane witasciwosci fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza uktad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajacy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

FPD (ang. Flat-panel display) oznacza ptaski wyswietlacz

IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnos¢ intelektualng i przemystowa

Konduktancja oznacza przewodnos¢ elektryczna, bedgcg odwrotnosciag rezystancji

Lepkos¢ - wiasnos¢ fizyczna materiatow (ptyndw) charakteryzujaca ich tarcie wewnetrzne podczas przeptywu ptynu
(przyktadowo woda jest cieczg mato lepka, o wartosci okoto 1 cP, a miéd ma lepkos¢ od 2 000 do 10 000 cP)

Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody

Materiat hydrofobowy oznacza sktonnos¢ materiatu do odpychania od siebie czasteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwieistwem metody
subtraktywnej polegajgcej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury

mikro-LED  (uLED, pLED) - technologia ptaskiego  wyswietlacza oparta na  pdtprzewodnikowych
diodachelektroluminescencyjnych (LED), w ktérych kazdy z pikseli jest diodg LED o mikroskopijnym rozmiarze.

NDA (ang. Non-disclosure agreement) oznacza umowe o zachowaniu poufnosci

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektéw polegajgcych na przerwaniu $ciezki przewodzacej w uktadzie
elektronicznym

OLED (ang. Organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujgcg na materiale organicznym.

UPD (ang. Ultra precise dispensing) oznacza technologie ultraprecyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez Spoétke
PCB - ptytka drukowana wykonana z materiatu izolacyjnego z potgczeniami elektronicznymi przeznaczona do montazu
podzespotdw elektronicznych

Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czastek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do ich
stopienia

Proof of concept oznacza jedna z pierwszych faz wspétpracy polegajacej na realizacje pomystu danego przez klienta w celu
udowodnienia jego dziatania

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwéj (B+R)

Rezystancja oznacza opdr elektryczny

SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

Spiekanie Flash oznacza metode utwardzania materiatu z uzyciem Swiatta o wysokiej energii w czasie pojedynczych
milisekund

TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowe o ewaluacje technologii
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Zaprezentowane ponizej wybrane dane finansowe zawierajg podstawowe dane liczbowe (w tysigcach ztotych
oraz przeliczone na euro) podsumowujgce sytuacje finansowg Spoétki i Grupy XTPL S.A.

Zastosowane kursy walut

Pozycje bilansowe przeliczono wedtug kursu $redniego euro ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowigzujgcego na Dzienl Bilansowy.

Pozycje rachunku wynikéw i rachunku przeptywow pienieznych przeliczono wedtug kursu Sredniego euro
bedgcego s$rednig arytmetyczng S$rednich kurséw euro ogtoszonych przez Narodowy Bank Polski
i obowigzujacych na ostatni dzien kazdego zakoriczonego miesiaca.

Ponizsza tabela zawiera kursy euro zastosowane do przeliczenia danych niniejszego sprawozdania.

2026 styczen - 2025 styczen -
Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym czerwiec czerwiec/ grudzien
EUR usb EUR usb
dla pozycji bilansowych 4,2963 3,7708 4,2267 3,6016
dla pozycji wynikowych i przeptywow pienieznych 4,2522 3,6526 4,2208 3,8422
2.1  Wybrane jednostkowe dane finansowe
1 stycznia - 30 czerwca 1 stycznia - 30 czerwca
Dane w tys. 2026 2025
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 1518 357 5 809 1376
Przychody z tytutu dotacji 1777 418 871 206
Zysk (strata) ze sprzedazy -3197 -752 -2 739 -649
Zysk (strata) brutto -10513 -2 472 -11124 -2 636
Zysk (strata) netto -10513 -2 472 -11124 -2 636
Amortyzacja 3468 816 2754 652
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -6176 -1453 -11 667 -2764
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -1354 -318 -416 -99
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 16 795 3950 -482 -114
30 czerwca 2026 31 grudnia 2025
Dane w tys.
PLN EUR PLN EUR
Kapitat (fundusz) wtasny 29388 6 840 21377 5058
Zobowigzania krétkoterminowe 9829 2288 10351 2 449
Zobowigzania dtugoterminowe 15 051 3503 17 120 4050
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 15628 3637 6363 1 505
Naleznosci krétkoterminowe 5 669 1319 7 462 1765
Naleznosci dtugoterminowe 1185 276 1232 291
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2.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Bere 1, 1 stycznia - 30 czerwca 1 stycznia - 30 czerwca
2026 2025
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy produktéw i ustug 1518 357 5132 1216
Przychody z tytutu dotacji 1777 418 871 206
Zysk (strata) ze sprzedazy -3195 -751 -3119 -739
Zysk (strata) brutto -11 846 -2786 -12 805 -3034
Zysk (strata) netto -11 846 -2786 -12 808 -3 035
Amortyzacja 3493 821 2779 658
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -5722 -1 346 -10973 -2 600
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -1 369 -322 -436 -103
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 16 761 3942 -482 -114

Dane w tys. 30 czerwca 2026 31 grudnia 2025
Kapitat (fundusz) wtasny PLN EUR PLN EUR
Kapitat (fundusz) wiasny 26130 6 082 19 403 4591
Zobowigzania krétkoterminowe 10 835 2522 10 482 2 480
Zobowigzania dfugoterminowe 15 049 3503 17 120 4050
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 16 312 3797 6 642 1571
Naleznosci krétkoterminowe 2283 531 4888 1157
Naleznosci dfugoterminowe 1012 236 1002 237
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3. SRODROCZNE SKROCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Srédroczne skrécone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z notami uzupetniajgcymi zostato
sporzadzone w odrebnym dokumencie: ,Srédroczne skrécone jednostkowe oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za | pdtrocze 2026 roku XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej XTPL S.A.”.

4, SRODROCZNE SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Srédroczne skrécone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z notami uzupetniajacymi zostato
sporzadzone w odrebnym dokumencie: ,Srédroczne skrécone jednostkowe oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za | pdtrocze 2026 roku XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej XTPL S.A.”.
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5. SPRAWOZDANIE ZARZADU LUB OSOBY ZARZADZAJACE) Z DZIAtALNOSCI
EMITENTA | GRUPY KAPITALOWE) ORAZ ZASAD SPORZADZENIA
SRODROCZNEGO SKROCONEGO JEDNOSTKOWEGO | SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): XTPL Spdtka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw, Polska

Adres Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Polska

Kraj Polska

KRS 0000619674

NIP 9512394886

REGON 361898062

Sad rejestrowy Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy
KRS

Miejsce rejestracji: Polska

Kapitat zaktadowy: 294.987,70 PLN wptacony w catosci

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Spotka posiada status spotki publicznej (gietdowej), ktorej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na
rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A.

Ticker GPW XTP

ISIN PLXTPLO00018

Liczba akcji 2949 877

Free Float 44,62%

Indeksy WIG, WIGTECH, INNOVATOR, WIGtechTR, WIG-Poland, GPWB-CENTR oraz CEEplus.

Od marca 2020 Spodtka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA:
5C8). W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosujg zasady MSR/MSSF. Rok
obrotowy Spétki i Grupy Kapitatowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

5.2 Historia Spétki

Rok Kamien milowy Znaczenie strategiczne

Stworzenie naukowych i inzynieryjnych podstaw druku
addytywnego z  rozdzielczoscia  ponizej jednego
mikrometra. Wyznaczenie dtugoterminowego kierunku
dziatalnosci firmy w zakresie produkcji mikroelektroniki
o wysokiej precyzji.

2015- Zatozenie firmy XTPL we Wroctawiu i
2016 wstepne opracowanie koncepcji UPD

Wstepna walidacja zasady depozycji oraz

2017- ' ] ! ) Wykazano wykonalnos$¢ ultraprecyzyjnej addytywnej
pierwsze autorskie konstrukcje dysz i L . e

2018 ; depozycji i potwierdzono rdznice w stosunku do
receptury tuszow konwencjonalnego druku i litografii. XTPL zyskato pozycje

XTPLS.A. Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Poland Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci

Spétki XTPL S.A. i Grupy Kapitatowej XTPL S.A
za | pétrocze 2026 roku

Strona | 11




Rok Kamien milowy Znaczenie strategiczne

organizacji badawczo-rozwojowej zajmujacej sie
zaawansowanymi technologiami.

2017 PO debiut na New Connect Wejscie .w ekosystem umozliwiajagcy finansowanie

technologicznego start up.

Debiut na rynku regulowanym

2019 (rownolegtym) prowadzonym przez Gietde
Papierow WartoSciowych w Warszawie

Dostep do szerokiego rynku umozliwiajgcy finansowanie
rozwoju biznesu oraz prac badawczych.

Pierwsza transakcja sprzedazy autorskiego Dostawa zrealizowana dla jednego 1z partneréw

produktu - tuszu przewodzgcego, opartego dziatajgcych w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL

na nanoczastkach srebra polu aplikacyjnym, w sektorze wyswietlaczy, pozwala
Spotce zaistnie¢ na rynku jako dostawca komercyjny.

2020

Pierwszy komercyjny produkt hardware firmy. Umozliwia

globalnym instytucjom badawczym wdrozenie technologii

2020 Wprowadzenie na rynek systemu Delta UPD do badari w zakresie mikrofabrykacji i tworzenia

Printing System (DPS) prototypdw. Zapewnia wczesne przychody i globalng
rozpoznawalnosc.

Pierwsze sprzedaze i wdrozenia systemow
DPS w Europie, Azji i Ameryce Pdtnocnej;
rosngca liczba publikacji naukowych
odnoszacych sie do materiatdow i procesow
XTPL

Tworzy rozproszony ekosystem naukowcow i pierwszych
uzytkownikéw.  Zapewnia  zewnetrzng  weryfikacje
technologii i przyspiesza odkrywanie nowych zastosowan.
Poszerza zasieg komercyjny.

2020-
2021

Strategiczne ukierunkowanie na Wprowadza  ustrukturyzowany  model  wspdtpracy
2021- zastosowania przemystowe w dziedzinie z klientami (wykonalnos¢ - walidacja - prototyp - wdrozenie
2022 wyswietlaczy, opakowan przemystowe). Wzmacnia koncentracje na rynkach
potprzewodnikdw i elektroniki HDI przemystowych o wysokiej wartosci.

Umowa z notowang na NASDAQ izraelskg

firmg Nano Dimension Ltd. w zakresie

opracowania specjalnej formulacji tuszu Wzmacnia pozycje XTPL na rynku jako dostawcy autorskich
do rynku drukowanych ptytek PCB oraz rozwigzan w obszarze High Performance Materials.
Additively  Manufactured  Electronics

(AME).

2022

Publikacja wynikéw badan nad technologia

UPD w czasopi$Smie ,Scientific Reports”, Zweryfikowany przez ekspertow dowdd wydajnosci na
wykazujac mozliwosé drukowania poziomie przemystowym w kontekscie mikroelektroniki.
z doktadnoscig do jednego mikrometra na Zwieksza to wiarygodnos¢ firmy wsréd czotowych
réznych etapach procesu i na ztozonych producentéw i integratorow sprzetu.

topografiach

2022

Przejscie do etapu $cistej wspotpracy Spotki z Partnerem,
nakierowanej na opracowanie i wdrozenie przemystowe
urzadzenia na linie produkcyjne u wiodacego globalnego
producenta elementdow potprzewodnikowych na Tajwanie,

Sprzedaz pierwszego modutu UPD do
integracji przemystowej w prototypie
przemystowego urzgdzenia do zastosowan

2022
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Rok Kamien milowy Znaczenie strategiczne

w produkcji potprzewodnikéw dla Partnera potwierdza atrakcyjno$¢ rozwigzania technologicznego

z Tajwanu Spotki i potencjat komercjalizacyjny technologii XTPL
w ramach linii biznesowej modutéw drukujgcych do
integracji przemystowe;j.

Publikacje w czasopismach ,Advanced

Functional Materials” i ,ACS Omega” Rozszerza znaczenie technologiczne poza wyswietlacze na
2023 pokazujace znaczenie technologii UPD dla pétprzewodniki i drukowang optoelektronike. Wzmacnia

tranzystorow OFET i elastycznych diod referencje w zakresie materiatéw i procesow.

QLED

Potwierdza popyt w rdéznych regionach. Wykazuje
Przejscie wielu projektow przemystowych mozliwos¢ zastosowania w naprawie wysSwietlaczy,

2023- . o o : o
2024 do zaawansowanych etapow walidacji zaawansowanym pakowaniu i potgczeniach o wysokiej
(Korea, Chiny, Tajwan, USA) gestosci.  Przygotowuje do wdrozenia na skale
przemystowa.
Dedykowane centrum dla klientow z Ameryki Pétnocnej.
2024 Utworzenie Centrum Demonstracyjnego Zwieksza mozliwosci wsparcia dla instytucji badawczo-
XTPL w Bostonie rozwojowych i partneréw przemystowych. Rozszerza
globalny zasieg komercyjny.
. e Oznacza przejscie od dziatalnosci skoncentrowanej na
Pierwsze wdrozenie przemystowe: ) . . . )
P . . badaniach i rozwoju do wdrozen przemystowych. Stanowi
zamowienie na sze$¢ modutéw UPD od ) ) ) e
2025 . kluczowa instalacje referencyjng, umozliwiajaca
duzego globalnego producenta . ) . ) L
. przyspieszenie realizacji kolejnych projektéw
wyswietlaczy (przychody >20 mld USD)
przemystowych.
Rozszerzenie portfela projektéw Wzmacnia dynamike rozwoju przemystowego i Swiadczy o
2025 przemystowych do jedenastu aktywnych rosngcym zainteresowaniu klientow. Tworzy podstawy do

przedsiewzie¢ na gtéwnych rynkach skalowania dziatalnosci w wielu lokalizacjach i w wielu
elektronicznych liniach produkcyjnych.

Sprzedaz urzadzenia Delta Printing System
2025 do podmiotu z sektora obronnego
(defence contractor) w USA

Otwiera istotny, specyficzny rynek o wysokim potencjale
wzrostu w kontekscie sytuacji geopolitycznej.

. . Wejscie do centrum innowacji potprzewodnikowych
Zawarcie  partnerstwa  strategicznego ) - potp Y

2026 . . ) na Tajwanie oraz rozszerzenie sieci dystrybucji na Tajwanie
z Manz Asia na Tajwanie W Inijiach. 2 rozszerz ystrybld J
. . Wypetnia nisze miedzy urzadzeniami laboratoryjnymi DPS
P d t ODRA d L ) .
kllieerr:/::za iferfne sa]r:)wzys()em(;Jbs’ru Uiace Z (Delta Printing System) a przemystowymi modutami UPD.
2026 obszar pé{ rzei/odnikgow W sikjtaoraih Samodzielnie operujgcy system przeznaczony jest do
obronn pm iF,)AI w USA Y produkcji przemystowej High-Mix, Low-Volume (HMLV), tj.
Y zréznicowane] produkcji w matych seriach.
Zaméwienie ramowe na 10 modutéw UPD Potwierdza kontynuacje wspdtpracy z globalnym
2026 w obszarze technologii nowoczesnych producentem wyswietlaczy w ramach wieloletniego
wyswietlaczy (FPD) w ramach kontynuacji projektu wdrozeniowego.
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Rok Kamien milowy Znaczenie strategiczne

pierwszego wdrozenia przemystowego
technologii XTPL

Konsolidacja pozycji jako  dostawcy
precyzyjnej technologii addytywnej w
branzach wyswietlaczy, pétprzewodnikow,
ptytek drukowanych i elektroniki
elastycznej

Przygotowuje firme XTPL do dalszego rozwoju. Integruje
sprzet, materiaty i know-how w zakresie proceséw
w spojng platforme dostosowang do dtugoterminowych
trenddw branzowych.

2026 -
obecnie

5.3 Opis dziatalnosci

XTPL to spdtka deep tech, zajmujgca sie komercjalizacjg technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) - autorskiej
platformy do addytywnego nanodruku, ktdéra umozliwia naktadanie materiatéw funkcjonalnych w skali
mikrometrowej przy uzyciu past i tuszow o ultra wysokiej lepkosci. Spdtka zajmuje sie rozwigzaniem
kluczowego waskiego gardta w produkcji elektroniki nowej generacji, gdzie konwencjonalne metody
fotolitografii, tgczenia drutowego oraz drukowania opartego na kropkach osiggajg fundamentalne ograniczenia
techniczne, ekonomiczne i zwigzane ze zrébwnowazonym rozwojem. Technologia XTPL umozliwia bezmaskowe,
selektywne i trojwymiarowe naktadanie materiatdow na ztozone podtfoza, otwierajac droge do nowych urzadzen
w zakresie wyswietlaczy, zaawansowanego mikromontazu potprzewodnikdw oraz produkcji mikro-LED.

Technologia: Ultra-Precise Dispensing to opatentowany, napedzany cisnieniem proces umozliwiajacy
drukowanie elementdéw o rozmiarach do 1 um przy jednoczesnej obstudze materiatéw o lepkosci do >2 500
000 cP i zawartosci metalu na poziomie 85-87%. Proces ten przebiega bez koniecznosci stosowania
pomieszczen czystych, pdl elektrycznych ani fotomasek i umozliwia drukowanie 3D na stopniach, rowkach,
krawedziach i innych heterogenicznych badz zakrzywionych powierzchniach.

Propozycja wartosci: XTPL tgczy precyzje ponizej 10 um, niezwykta wszechstronnos¢ materiatowg oraz
prawdziwe mozliwosci 3D w jednym, sprawdzonym w produkcji procesie addytywnym. Klienci zyskuja dzieki
nizszym naktadom inwestycyjnym w pordwnaniu z fotolitografig, 80-90-procentowej redukcji odpaddw
materiatowych, szybszym cyklom rozwoju oraz mozliwosci przeprowadzania lokalnych napraw i ulepszen,
niemozliwych do wykonania przy uzyciu dotychczasowych metod.

5.4  Wtadze Emitenta

Zarzad

Na Dzien Bilansowy Zarzad petnit obowigzki w nastepujacym sktadzie:
- Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu,

- Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu.

W dniu 30 czerwca 2026 roku, w zwigzku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spotki, ktdre
zatwierdzito sprawozdanie finansowe Emitenta i grupy kapitatowej Emitenta za rok obrotowy 2025, wygasty
mandaty dotychczasowych Cztonkdéw Zarzadu.

Majac na uwadze powyzsze Rada Nadzorcza Spotki w dniu 30 czerwca 2026 roku powotata Zarzad nowej
kadencji w sktadzie:

- Filip Granek - Prezes Zarzadu;

- Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu.

Na Dzien Raportu Zarzad petnit obowigzki w tym samym sktadzie
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Rada Nadzorcza

Na Dzien Bilansowy Rada Nadzorcza (RN) petnita obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

- Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny Cztonek RN,

- Dr hab. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN,

- Beata Turlejska - Cztonek RN,

- Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN,

- Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN.

W dniu 30 czerwca 2026 roku, w zwigzku odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spotki,
zatwierdzajgcego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, wygasty mandaty obecnych Cztonkdéw Rady
Nadzorczej.

Majgc na uwadze powyzsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spétki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjeto
uchwate w sprawie ustalenia liczby Cztonkéw Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbe 5 cztonkéw oraz
powotato Rade Nadzorczg nowej kadencji w sktadzie:

- Wiestaw Roztucki - Przewodniczgcy Rady Nadzorczej;

- Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej;

- Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej;

- Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej;

- Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej.

Na Dzien Raportu Rada Nadzorcza petnita obowigzki w tym samym sktadzie

Komitet Audytu:
Na Dzien Bilansowy Komitet Audytu (KA) petnit obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

- Piotr Lembas - Przewodniczacy Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

- Dr Wiestaw Roztucki - Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

- Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA.

W dniu 30 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza Emitenta powotata Cztonkéw Komitetu Audytu nowej kadencji
w skfadzie:

- Piotr Lembas - Przewodniczacy Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

- Dr Wiestaw Roztucki - Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

- Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA.

Na Dzien Raportu Komitet Audytu petnit obowigzki w tym samym sktadzie

Organy zarzgdzajgce i nadzorujgce w Grupie Kapitatowej

Dane o cztonkach Zarzadu spétki zaleznej XTPL Inc.

Zarzad zostat powotany 24 listopada 2023 r.

Kadencja Zarzadu jest wspdlna i czas kadencji jest nieokreslony

W okresie od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w sktad Zarzgdu wchodzili:
- Filip Granek - President and CEO, Treasurer

- Urs Berger — Secretary

- Stan Lewandowski - Assistant Secretary

Sktad Zarzadu do dnia sporzadzenia Raportu pozostat bez zmian.

Dane o cztonkach Zarzadu spotki zaleznej TPL Sp. z o.0.

Zarzad zostat powotany 10 maja 2024 r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w sktad Zarzadu wchodzili:
- Jacek Olszanski - Prezes Zarzadu
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Sktad Zarzgdu do dnia sporzadzenia Raportu pozostat bez zmian.

5.5 Podstawowe informacje o Grupie Kapitatowej
Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujgca:

SCh-IEMAT GRUPY XTPL

XTPLS.A.

(Polska)
100% B‘ 100%
¥TPL Inc. TPLSp.z 0.0.

(Boston, USA) (Polska)
Dane spoétki zaleznej XTPL Inc.
Nazwa (firma): XTPL Inc.

Kraj:
Siedziba
Adres:

NIP:

Dane spoétki zaleznej TPL Sp. z 0.0.
Nazwa (firma):
Kraj:
Siedziba
Adres:

Numer KRS:
Oznaczenie Sadu:
REGON:

NIP:

5.6

Opis zmian organizacji Grupy Kapitatowej

Stany Zjednoczone
Boston

Greentown Labs

444 Somerville Ave
Somerville, MA 02143
USA

001726856

TPL Sp. z 0.0.

Polska

Wroctaw

Siedziba Spodtki miesci sie we Wroctawiu ul.
Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Poland
0000553991

Sad Rejonowy dla Wroctaw - Fabryczna we
Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego

361312719

8943061516

Nie dotyczy. W Okresie Sprawozdawczym nie miaty miejsca zmiany organizacji Grupy Kapitatowe;j.
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5.7 Oddziaty
Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani Spotka Zalezna nie posiadajg oddziatow.

5.8 Produkty, model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju
Spotka generuje przychody ze sprzedazy autorskich produktow:

° Urzadzenie Ultra-Precise Dispensing System (UPD)

Rozwijana przez Emitenta linia produktowa UPD System stanowi modularne urzgdzenia do dyspensingu UPD
przeznaczone do integracji z systemami przemystowymi, dzieki czemu integratorzy przemystowi i klienci
koncowi mogg korzysta¢ z mozliwosci drukowania struktur funkcjonalnych o wysokiej rozdzielczosci i gestosci
upakowania. Te innowacyjne moduty drukujgce z kompatybilnymi nanotuszami pozwalajg na ultraprecyzyjne
tworzenie linii przewodzgcych na wybranym podtozu technologicznym klienta w aplikacjach nisko
i wielkoseryjnych. UPD System integruje wszystkie funkcje wymagane przez technologie ultraprecyzyjnego
dyspensingu XTPL® wraz ze sterowaniem elektronicznym i autorskim pakietem oprogramowania XTPL® UPD
Process Control Software. Poza znacznym zainteresowaniem rynku odnosnie waluacji rozwigzania typu UPD
System XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie komercjalizacji rozwigzarh UPD System z trzema
globalnymi producentami elektroniki uzytkowej (w Europie, Korei Potudniowej i USA) oraz piecioma
integratorami przemystowymi i producentami maszyn przemystowych (na Tajwanie, w Korei Potudniowej,
w Chinach i USA).

Spétka na Dzien Raportu sprzedata i dostarczyta 13 produktéw linii UPD

° Urzadzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo- rozwojowy i prototypowy, ktéry umozliwia
sprawdzenie mozliwosci technologii UPD opracowanej przez XTPL na réznych podtozach i z uzyciem
nanotuszéw Emitenta. Zadaniem urzadzenia jest réwniez promocja technologii Emitenta wsérdd swiatowych
liderow opinii branzy wysokich technologii - w tym ws$réd najlepszych osrodkéw akademickich, naukowych
oraz instytutow R&D producentéw elektroniki. Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczeta
sie na przetomie 2020 2021.

Spétka na Dzien Raportu sprzedata i dostarczyta 46 produktow linii DPS.

° High-Performance Materials (HPM)
Od czasu rozpoczecia komercjalizacji nanotuszéw opracowanych przez wewnetrzny dziat R&D Spétki, linia
materiatow XTPL jest rozwijana jako komplementarna, a jednoczes$nie niezalezna linia biznesowa. W tym czasie

Spoétka zanotowata znaczacy wzrost dziatan w zakresie oferowanych nanotuszéw, rozrost bazy klientéw oraz
rosngce wyniki sprzedazowe. Oferta tej jednostki biznesowej obejmuje zaréwno nanopasty elektrycznie
przewodzgce o unikatowej formule umozliwiajgce petne wykorzystanie potencjatu metody PD, jak rowniez linie
tuszow i past na bazie nanoczastek srebra skierowanych do uzytku w innych technologiach druku, takich jak
inkjet printing, LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk aerozolowy (z systemami pneumatycznymi) czy
micro-dispensing.

Spétka na Dzien Raportu sprzedata produkty linii HPM w ramach 123 transakcji 375 od poczatku komercjalizacji
nanotuszéw - HPM z regiondw EMEA, USA i Azji, do klientdw w 23 krajach, zyskujgc zaufanie 81 powracajgcych
klientéw.

W 2025 r. Emitent w ramach portfolio produktowego oferowat w ramach linii HPM nowy innowacyjny produkt:
paste elektrycznie przewodzaca na bazie nanoczastek ztota. W ten sposdb oferta XTPL obejmuje obecnie tusze
i pasty oparte o dwa rdzne rodzaje nanoczgstek metalicznych: srebra i ztota.

) Urzadzenie ODRA

Urzadzenie ODRA (wczesniej znane pod roboczg nazwg DPS+) tworzy czwartg linie biznesowg XTPL,
wypetniajgca nisze miedzy urzadzeniami laboratoryjnymi DPS (Delta Printing System), a przemystowymi
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modutami UPD. Samodzielnie operujacy system przeznaczony jest do produkcji przemystowej High-Mix, Low-
Volume (HMLV), tj. zréznicowanej produkcji w matych seriach.
Kluczowe cechy ODRA:
1. Potencjat powtarzalnych zamoéwien: uzytkownicy profesjonalni z reguty potrzebujg wiecej niz jednego
systemu ODRA, co odrdéznia te linie od DPS (1 urzgdzenie na klienta);
2. Profil uzytkownika: klienci przemystowi, kontrahenci sektora obronnego w odrdznieniu od DPS
(laboratoria, instytuty naukowe, R&D).

MODEL BIZNESOWY:

e LICENCJONOWANIE: Spétka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie
technologiczne, ktére licencjonuje partnerowi, tworzgcemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajgce
zastosowanie technologii w przemysle. Przychodem Spétki w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na
sprzedazy urzadzen, w ktérych wdrozono opracowang technologie.

e PARTNERSTWO STRATEGICZNE | UMOWY DYSTRYBUCIJI: Spétka opracowuje przystosowane do danego pola
aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je we wspdtpracy z partnerem strategicznym,
z ktérym zawiera umowe np. typu joint venture.

 SPRZEDAZ PRODUKTOW: Spdtka prowadzi sprzedaz produktéw z wykorzystaniem wiasnego zespotu, ktéry
jest w bezposrednim kontakcie z szeregiem odbiorcéw zainteresowanych produktami i rozwigzaniami Spoétki
w obrebie linii biznesowych: urzgdzen DPS, modutéw UPD, systemdw ODRA oraz HPM (nanotusze).

Spétka posiada réwniez wtasne centrum demonstracyjno-sprzedazowe w Bostonie oraz centrum demonstracji
na Tajwanie prowadzone wspdlnie z firmg Manz Asia.

o MIEDZYNARODOWA SIEC DYSTRYBUTOROW: Poczawszy od 2021 roku Spétka rozpoczeta budowe sieci
dystrybutorskiej, ktéra utatwi promowanie technologii i produktéw XTPL na najwazniejszych dla Emitenta
rynkach.

Optymalny model biznesowy jest wybierany przez Spétke w zaleznosci od specyfiki klientéw w danym polu
aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg wszystkie wymienione powyzej modele biznesowe,
a wybor wtasciwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

5.9  Zwiezty opis istotnych dokonan lub niepowodzenn Emitenta w okresie, ktérego dotyczy
Raport, wraz z wykazem najwazniejszych zdarzen dotyczacych Emitenta

5.9.1 Postepy i osiggniecia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktéw

W | potowie 2026 Spodtka koncentrowata sie na umacnianiu pozycji dostawcy precyzyjnej technologii
addytywnej w branzach wyswietlaczy, pdtprzewodnikdw, ptytek drukowanych i elektroniki elastyczne;.
W efekcie tych dziatan osiggneta istotne postepy w komercjalizacji technologii i produktéw.

Strategiczne partnerstwo z firmg Manz Asia

W lutym 2026 roku Spdtka zawarta umowe o strategicznym partnerstwie z firmg Manz Asia. Manz Asia to
wyspecjalizowany producent zaawansowanych maszyn dla przemystu pétprzewodnikowego, zatrudniajacy ok.
380 inzynierdw i specjalistéw, z ponad 40-letnim doswiadczeniem w automatyzacji procesow produkcyjnych
dla branzy potprzewodnikowe] i wyswietlaczy. Firma specjalizuje sie w panel-level packaging, w tym

XTPLS.A. Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Poland Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci
Spétki XTPL S.A. i Grupy Kapitatowej XTPL S.A
za | pétrocze 2026 roku

Strona | 18




w technologiach Fan-Out Panel-Level Packaging [“FOPLP”], Through Glass Via [“TGV”] oraz IC substrates.
Posiada struktury operacyjne na Tajwanie (Taoyuan), w Chinach (Suzhou) i w Indiach (New Delhi) oraz
dedykowane Semiconductor Innovation R&D Center w Taoyuan.

W ramach umowy firma Manz Asia zakupita od XTPL Delta Printing System, ktdry zostat zainstalowany
w Centrum Badan i Rozwoju Innowacji Potprzewodnikowych firmy Manz w Taoyuan na Tajwanie. W centrum
tym firmy XTPL i Manz Asia majg mozliwos$¢ wspdlnie przeprowadzaé prezentacje i oceny technologii
ultraprecyzyjnego dozowania dla klientdw przemystowych z sektora zaawansowanego mikromontazu
potprzewodnikéw. Obaj partnerzy wnosza do wspotpracy wtasne bazy klientdw zainteresowanych technologia
precyzyjnego drukowania.

W perspektywie dtugoterminowej partnerstwo obejmuje mozliwos¢ integracji technologii UPD z maszynami
Manz Asia w ramach dedykowanych projektow wdrozeniowych w zaktadach klientéw. Jednoczesnie Manz Asia
objat role dystrybutora produktéw i ustug XTPL na Tajwanie i w Indiach, gdzie dziata od prawie 20 lat
i dysponuje wyspecjalizowanym zespotem sprzedazy i wsparcia technicznego.

Tajwan jest jednym z kluczowych $wiatowych rynkéw technologii pétprzewodnikowej i jednym ze
strategicznych rynkéw XTPL. Spétka prowadzi obecnie zaawansowany projekt ewaluacyjny we wspétpracy z
wiodgcym tajwanskim producentem podtprzewodnikéw. Partnerstwo z Manz Asia znacznie skraca dystans do
decydentow i innowatorow w lokalnym ekosystemie przemystowym. Wspdlne centrum demonstracyjne
w Taoyuan umozliwia ocene technologii XTPL w poblizu potencjalnych klientéw, co stanowi kluczowy czynnik
w procesach zaopatrzeniowych gtéwnych graczy przemystowych w regionie. Dla XTPL partnerstwo z uznanym
lokalnym podmiotem stanowi optymalny model wejscia na rynki azjatyckie, ktory uzupetnia model spotki
zaleznej bedacej w catosci wtasnoscig firmy, z powodzeniem wdrozony w Stanach Zjednoczonych (XTPL Inc.,
Boston), oraz umozliwia szybszg penetracje rynku przy znacznie nizszych naktadach kapitatowych.

Pierwsza sprzedaz systemu ODRA

W marcu 2026 roku Spotka przyjeta pierwsze zamowienie na system ODRA. Urzadzenie ODRA (wczesniej znane
pod roboczg nazwag DPS+) stanowi czwartg linie biznesowg XTPL, wypetniajgc luke miedzy urzgdzeniami
laboratoryjnymi DPS a modutami przemystowymi UPD. Ten samodzielny system jest przeznaczony do produkcji
przemystowej typu High-Mix, Low-Volume (HMLV), czyli zréznicowanej produkcji w matych partiach. Kluczowe
cechy ODRA to: potencjat powtarzalnych zamoéwien, klienci przemystowi, kontrahenci z sektora obronnego
oraz cena jednostkowa wynoszgca 400 000-500 000 dolardw.

Pierwszym nabywca systemu ODRA jest klient przemystowy z siedzibg w Dolinie Krzemowej (Kalifornia, USA),
specjalizujgcy sie w zaawansowanym mikromontazu pétprzewodnikéw oraz $wiadczacy ustugi w zakresie
prototypowania i produkcji matoseryjnej (HMLV) dla wymagajacych klientow z sektoréw technologicznego
i obronnego. Klient posiada certyfikat ITAR (International Traffic in Arms Regulations), co umozliwia mu
wspotprace z wykonawcami z sektora obronnego. Jest on réwniez cztonkiem prestizowego miedzynarodowego
konsorcjum badawczo-rozwojowego zajmujgcego sie zaawansowanym mikromontazem pétprzewodnikdw
w Dolinie Krzemowej. Klient ten nabyt wczesniej system Delta Printing System i korzysta z niego od ponad roku
w celu przeprowadzenia wstepnej oceny technologii XTPL. Zakup systemu ODRA stanowi wazne potwierdzenie
skutecznosci tej technologii. Klient przeszedt od urzadzenia prototypowego do bardziej zaawansowanego
narzedzia zorientowanego na produkcje, aby rozszerzyé wtasng oferte ustug. Istnieje potencjat, ze po
pomyslnej instalacji i walidacji pierwszego systemu klient zakupi dodatkowe jednostki ODRA.

Profil pierwszego przysztego uzytkownika ODRA, jego portfolio klientéw oraz certyfikat ITAR stwarzajg znaczny
potencjat dla technologii XTPL w projektach realizowanych dla sektora obronnego. Spdtka juz wczesniej
sygnalizowata zainteresowanie podmiotéw z sektora obronnego technologig UPD, co zaowocowato sprzedaza
systemu DPS amerykanskiemu klientowi przemystowemu z sektora obronnego. Kolejny egzemplarz systemu
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DPS zostat sprzedany Uniwersytetowi Massachusetts w Lowell, ktéry prowadzi Instytut Badawczy Raytheon-
UMass Lowell (RURI). Potencjalne zastosowania obejmujg ekranowanie elektromagnetyczne drondw,
komunikacje wysokoczestotliwo$ciowg dla radaréw oraz naprawe zaawansowanych komponentéw
mikroelektronicznych w poblizu pola walki.

Pierwsza sprzedaz modutu UPD do klienta przemystowego w Japonii

W czerwcu Spotka potwierdzita zamdwienie na modut UPD od notowanego na gietdzie japoriskiego podmiotu
z blisko  czterdziestoletnim  doswiadczeniem w  projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych,
zautomatyzowanych urzgdzen przemystowych dla globalnego sektora elektroniki i potprzewodnikéw. Modut
UPD zostanie zintegrowany z prototypowa maszyna przemystowg budowang przez Klienta i wykorzystany
w procesach vyield management (poprawy uzyskdw produkcyjnych) dla zaawansowanych obwodow
drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podtozy dla pdtprzewodnikéw zwigzanych z obszarem zaawansowanego
pakowania (advanced packaging). Byta to pierwsza sprzedaz urzadzenia XTPL do Japonii. Zamowienie byto
efektem przeprowadzonej ewaluacji technologicznej oraz okoto rocznego rozwoju relacji pomiedzy stronami.
Projekt wszedt w najbardziej zaawansowang faze procesu wdrozeniowego - czwarty etap, tj. budowe
prototypowej maszyny przemystowej zintegrowanej z modutem UPD, poprzedzajgcy decyzje o wdrozeniu
przemystowym (etap pigty). Tym samym zamdwienie powiekszyto najbardziej zaawansowang czesc
przemystowego pipeline’u XTPL oraz poszerzyto go o nowa geografie. Kluczowym czynnikiem decyzji Klienta
jest unikalna zdolnos$¢ XTPL do wysokoprecyzyjnego dozowania Sciezek miedzianych (copper traces) materiatu
istotnie trudniejszego w precyzyjnym dozowaniu niz srebro dominujace w aplikacjach dla nowoczesnych
wyswietlaczy (ang. flat panel display FPD). Zamdwiony modut wyrdznia sie bardziej zaawansowang specyfikacja
i konstrukcjg niz moduty wykorzystywane w aplikacjach FPD, co przektada sie na ok. dwukrotnie wyzszg
jednostkowg warto$¢ sprzedazy. Sprzedaz jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii - firme
PEC (Printed Electronics Corporation).

Sprzedaz urzadzenia Delta Printing System wraz z dedykowanym systemem laserowym do nowego partnera
przemystowego w Japonii

Po dacie bilansowej nastgpito potwierdzenie kolejnego zamdwienia z rynku japoniskiego. Przedmiotem
zamowienia jest system DPS wraz z dedykowanym systemem laserowym umozliwiajgcym spiekanie laserowe
wydrukowanych Sciezek miedzianych.

Zamawiajgcym jest japonski producent zaawansowanych, zautomatyzowanych maszyn przemystowych dla
globalnego sektora elektroniki i technologii pdétprzewodnikowych, posiadajacy kilkudziesiecioletnie
doswiadczenie w projektowaniu i dostarczaniu takich rozwigzan na wielu rynkach na swiecie.

Urzadzenie DPS petni funkcje laboratoryjnego demonstratora technologii Ultra-Precise Dispensing oraz
narzedzia do jej samodzielnej walidacji przez Klienta. Wraz z dedykowanym systemem laserowym zostanie
wykorzystane w procesach yield management (poprawy uzyskéw produkcyjnych) dla zaawansowanych
struktur stosowanych w obszarze zaawansowanego pakowania (advanced packaging) w tym zaawansowanych
obwoddéw drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podtfozy dla potprzewodnikdw z uzyciem miedzi jako materiatu
przewodzgcego. Zamoéwienie jest konsekwencjg pomysinej walidacji technologii przeprowadzonej wspdinie
przez Klienta i XTPL w laboratorium Spotki we Wroctawiu i wigze sie z przejsciem projektu do trzeciego z pieciu
etapow procesu wdrozen przemystowych XTPL, w ramach ktérego Klient rozpoczyna samodzielng walidacje
technologii Spotki we wtasnym laboratorium badawczo-rozwojowym. W przypadku pozytywnych wynikow
kolejny etap obejmuje zamdwienie modutu UPD oraz jego integracje w prototypowej maszynie przemystowej
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Klienta (etap czwarty), poprzedzajacg decyzje o petnym wdrozeniu przemystowym technologii XTPL (etap
piaty).

Sprzedaz jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii, firme PEC (Printed Electronics
Corporation).

Zamoéwienie ramowe na 10 modutéw UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyswietlaczy (FPD) w ramach
kontynuacji pierwszego wdrozenia przemystowego technologii XTPL w Chinach

Réwniez po dacie bilansowej wptyneto do Spoétki zamdwienie ramowe na 10 modutéw UPD w obszarze
technologii nowoczesnych wyswietlaczy (FPD), ktore zostang wykorzystane do budowy kolejnych maszyn
przemystowych pracujgcych na linii produkcyjnej klienta koncowego - jednego z najwiekszych producentéow
wyswietlaczy FPD (Flat Panel Display) w Chinach. Moduty UPD zostang wykorzystane w procesach yield
management (poprawy uzyskow produkcyjnych) w nowoczesnych wyswietlaczach FPD (ang. Flat Panel Display)
o ultrawysokiej rozdzielczosci.

Zamowienie stanowi kolejny etap pierwszego w historii Emitenta wdrozenia przemystowego technologii UPD,
zapoczatkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach ktérego Spdtka zrealizowata zamodwienie na pierwszg
partie 6 modutéw UPD, dostarczonych Klientowi Konicowemu i pomyslinie zintegrowanych z przemystowymi
urzadzeniami do proceséw yield management. Obecne zamdwienie potwierdza kontynuacje tej wspdtpracy
w ramach wieloletniego projektu wdrozeniowego.

Osiggniecia i postepy w pracach badawczo-rozwojowych

Gtéwne osiggniecia i postepy w pracach badawczo-rozwojowych w Okresie Sprawozdawczym dotyczyty:

1. Rozwoju tuszow o wysokim stezeniu (past) na bazie nanoczgstek miedzi dedykowanych do naprawy
defektow w zaawansowanych ptytkach PCB: HDI (High Density Interconnect) oraz Ultra HDI (UHDI).

2. Rozwoju tuszéw o wysokim stezeniu (past) na bazie nanoczastek ztota do zastosowan zwigzanych
z sektorem MedTech (technologie medyczne) i Biotech (biotechnologia).

3. Opracowania mozliwosci wykorzystania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do wypetniania

przelotek TSV z uzyciem past srebrnych rozwijanych w XTPL, osiggajac struktury o bardzo wysokim
wspotczynniku gtebokosci przelotki do jej srednicy dochodzacym do 14:1.

4, Opracowania technologii wydtuzenia czasu zycia dla dysz o zewnetrznej Srednicy otworu 1.5 um do co
najmniej 5 dni pracy w warunkach przemystowych.

5. Opracowanie techniki drukowania mikroelektrod do charakteryzacji elektrycznej materiatéw 2D.

6. Opracowania, budowy oraz dostarczenia do klienta modutu drukujgcego UPD w wersji PRO.

7. Prace nad realizacjg projektéw w ramach procesu NPD (New Product Development) odpowiadajgcych

roadmapie rozwoju urzadzen DPS, modutéw UPD oraz materiatéw HPM.

W raportowanym okresie Zespdt B+R pracowat opracowaniem pasty bazujacej na nanoczastkach miedzi,

o wysokiej zawartosci materiatu statego i kompatybilnej z technologia UPD. Opracowywana pasta jest

dedykowana do naprawy defektow w zaawansowanych ptytkach PCB: HDI (High Density Interconnect) oraz

Ultra HDI (UHDI). Pasta bazujgca na nanoczastkach Cu umozliwia:

- naprawe otwartych defektéow w Sciezkach przewodzacych,

- precyzyjne odtworzenie profilu naprawy zgodnie z wymiarami oryginalnej Sciezki,

- drukowanie bardzo waskich struktur o szerokosci 3—25 um przy zachowaniu wysokiego wspoétczynnika
ksztattu,
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- prace na réznych typach podfozy, takich jak szkto, krzem, podtoza organiczne, w tym ABF, oraz
elementy wyswietlaczy,
- nanoszenie materiatu metodg Ultra-Precise Dispensing.

Prace nad udoskonaleniem pasty bazujacej na nanoczastkach Cu beda kontynuowane réwniez w kolejnym
okresie sprawozdawczym.

- An advanced solution Rer;z:r profile :Y;atchlr\g
i for Open Defect Repair eolignahace
] dimensions
cuexs Copper Nanopaste p
e Prototype material For ultra-fine features Wide substrate
of 3-25 ym* widths, compatibility: displays,
maintaining high aspect organic substrates
./ ratios (e.g. ABF), silicon, glass

m * Targeting down 10 1 um widths for the future generstion
Printing method: -/o

/7777

Ultra-Precise
Dispensing

Rys. Podsumowanie produktu Au90 przeznaczonego do druku w technologii UPD oraz komercyjnie dostepnych
dyspenserach.

W raportowanym okresie Zespdt B+R pracowat réwniez nad ulepszeniem formulacji opartej na nanoczastkach
ztota o procentowej zawartosci metalu powyzej 90%. Jest on przeznaczony do wykorzystania w precyzyjnej
elektronice drukowanej, szczegdlnie w precyzyjnym drukowaniu i osadzaniu elektrod w sensorach do
zastosowan zwigzanych z sektorem MedTech (technologie medyczne) i Biotech (biotechnologia). Pasta Au 90
zapewnia precyzyjne drukowanie mikrostruktur o ztozonej geometrii w oparciu o drukarke DPS, a dzieki
wysokiemu poziomowi zawartosci ztota umozliwia efektywng depozycje duzej ilosci materiatu przewodzgcego
w jednej iteracji. Dzieki wyjatkowym wtasciwosciom przeciwdziatajgcym zatykaniu mikrodysz, jest idealnym
produktem do nanoszenia drobnych detali na roznych podtfozach, takich jak szkto, ptytki PCB oraz folie (np.
PET, Kapton). W okresie sprawozdawczym opracowano technike druku $ciezek przewodzgcych o szerokosci
1.5 - 3 um i odlegtosci miedzy nimi w zakresie do 0.6 um, co obecnie jest nieosiggalne zadng inng technika
druku.
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Rys. Podsumowanie produktu Au90 przeznaczonego do druku w technologii UPD oraz komercyjnie dostepnych
dyspenserach.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace badawczo-rozwojowe umozliwiajgce wykazanie mozliwosci
zastosowania technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD) do wypetniania przelotek Through-Silicon Via (TSV)
z uzyciem past srebrnych rozwijanych w XTPL, osiggajac struktury o bardzo wysokim wspdtczynniku
gtebokosci przelotki do jej Srednicy dochodzacym do 14:1. Uzyskano jednorodne wypetnienie przelotek oraz
przewodzgce potgczenia elektryczne o rezystancji na poziomie 2.94-5.53 Q TSV~"dla przelotek wykonywanych
w podtozu krzemowym o grubosci 280 um. Badania obejmowaty rowniez przygotowanie kolejnych etapéw
walidacji technologii, ktére sg kluczowe dla zastosowan w zaawansowanej mikroelektronice. Réwnolegle
prowadzono dziatania ukierunkowane na zwiekszenie skalowalnosci procesu i przepustowosci produkcyjne;j.
Catos¢ prac potwierdzita potencjat technologii UPD jako nowej generacji podejscia do wytwarzania TSV przy
uproszczonym procesie technologicznym i ograniczonej liczbie etapdw post-processingu.

Ultra-Precise Dispensing
for Rapid and Flexible Through-Silicon via Filling

Schematic lllustration of TSVs
! enabling vertical Interconnects
in advanced 3D integrated circuits

Ultra-Precise Dispensing Nozzie

Goid
’ $i0;
B Silicon
' B Ink
B Barrior

l TSV filling process from the frontside using
Ultra-Precise Dispensing (UPD) technology.

Rys. Schemat procesu wypetniania przelotek Through-Silicon Via (TSV) z wykorzystaniem technologii Ultra-
Precise Dispensing (UPD) oraz przyktadowe zastosowanie TSV w zaawansowanych uktadach 3D integrated
circuits.

Prace rozwojowe prowadzono réwniez w obszarze bezposredniego drukowania mikroelektrod do
charakteryzacji elektrycznej materiatow 2D, takich jak grafen, MoS; oraz NbS,. W ramach projektu technologie
XTPL Ultra-Precise Dispensing wykorzystano do nanoszenia przewodzacych elektrod bezposrednio na ptatki
NbS, osadzone na podtozu SiO,/Si. Uzyskano struktury o szerokosci nawet 1 um, potwierdzajgc mozliwosé
szybkiego, elastycznego i bezmaskowego wykonywania kontaktow elektrycznych bez koniecznosci stosowania
ztozonych procesoéw litograficznych.
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W okresie sprawozdawczym realizowane prace zwigzane
z opracowaniem technologii wydtuzenia czasu zycia dla
dysz o zewnetrznej srednicy otworu 1.5 um do co
najmniej 5 dni pracy w warunkach przemystowych.
Opracowany prototyp rozwigzania jest testowany
u klienta przemystowego w aplikacji naprawy defektow
w wyswietlaczach microOLED.

W okresie sprawozdawczym ukoriczono prace badawczo-

rozwojowe oraz budowe pierwszego modutu drukujgcego

UPD w wersji PRO do integracji przemystowej w ramach

prowadzone] ewaluacji technologii z klientem z USA

(jeden z czterech najwiekszych na $wiecie producentéw

PHASE 1 duzych maszyn przemystowych dla producentéw

Ag connecting electrodes elektroniki nowej generacji wchodzacy w sktad indeksu

NASDAQ 100, dostarczajacy globanie swoje rozwigzania

do wiodgcych producentéw pétprzewodnikéw oraz

wyswietlaczy FPD). Modut UPD PRO posiada rozszerzong konfiguracje i zostat zaprojektowany do

specjalistycznych zastosowan oczekiwanych przez amerykanskiego klienta, na podstawie prowadzonych przez
niego badan rynkowych. Modut UPD PRO charakteryzuje sie nastepujgcymi przymiotami:

- kompletny system, wyposazony w gtowice drukujgcg oraz podsystemy sterowania, przeznaczony do
integracji w maszynach przemystowych,

- gtéwny zakres roboczy 300 x 300 mm z wysokg precyzjg pozycjonowania dyszy, rozszerzony o
dodatkowe silniki kalibracyjne,

- zaawansowane systemy optyczne do obrazowania procesu druku,

- wbudowany mikroskop z dostosowaniem wtasciwosci do okreslonych zastosowan,

- przemystowe interfejsy i protokoty komunikacji, dedykowane oprogramowanie.
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W okresie sprawozdawczym rozpoczeto prace nad opracowaniem i budowa kolejnych modutéw UPD PRO,
ktére bedg czescig systemu ODRA budowanego dla klienta przemystowego z siedzibg w Dolinie Krzemowej
w USA, ktdry specjalizuje sie w zaawansowanym pakowaniu potprzewodnikéw, Swiadczac ustugi dla klientéw z
sektora technologicznego i obronnego, w tym wiodacych spétek z indekséw S&P500 i Nasdag 100 oraz
globalnych grup zbrojeniowych.

W pierwszym potroczu 2026 roku opublikowano lub przyjeto do publikacji trzy prace naukowe wykorzystujgce

technologie XTPL Ultra-Precise Dispensing:

1. Bio-integrated uBots with overtone ultrawideband magnetoelectric antennas for wireless telemetry —
w pracy opublikowanej w Science Advances pasta srebrna XTPL CL85 zostata wykorzystana do
wykonania bezposrednich potgczen pomiedzy antenami a ceramiczng ptytkg PCB, jako alternatywa dla
klasycznego wire bondingu w implantowalnych urzadzeniach telemetrycznych.

2. Periodically Loaded Coplanar Waveguide-based Filters Fabricated via Ultra-Precise Deposition for
Neurological Interfaces — technologie UPD zastosowano do drukowania srebrnych filtrow RF oraz
warstwy enkapsulujacej na elastyczno-sztywnej ptytce PCB przeznaczonej do implantowalnych
interfejsow neurologicznych. Uzyskano linie o szerokosci okoto 70 um oraz odpornos¢ na ponad 500
cykli zginania.

3. Metal-Insulator-Metal Ag/Sn0,/Al,Os/Ag Diodes Fabricated by Ultraprecise Dispensing and Atomic
Layer Deposition — zaprezentowano diody tunelowe MIM wykonane z drukowanych elektrod srebrnych
oraz warstw izolacyjnych wytwarzanych metodg ALD. Struktury wykazaty niskg rezystancje przy
zerowym napieciu i wysokg responsywnos¢, istotng dla zastosowan w uktadach rectenna.

Kamienie milowe osiggniete przez Emitenta w | potroczu 2026 roku

1. Uzyskanie wydrukéw ztotych Sciezek przewodzacych o szerokosci 1.5—-3 pum oraz odlegtosci miedzy
$ciezkami do 0.6 um, co obecnie pozostaje nieosiggalne dla innych konwencjonalnych technik druku.
2. Wykonanie demonstratoréw technologii potwierdzajgcych mozliwosé zastosowania technologii Ultra-

Precise Dispensing (UPD) do wypetniania przelotek Through-Silicon Via (TSV) z wykorzystaniem past
srebrnych rozwijanych w XTPL, osiggajac struktury o bardzo wysokim wspdtczynniku aspektu
dochodzgcym do 14:1.

3. Budowa oraz dostarczenie do klienta pierwszego modutu drukujgcego UPD w wersji PRO,
przeznaczonego do zaawansowanych aplikacji mikroelektronicznych wymagajacych ultra-precyzyjnego
dozowania materiatow funkcjonalnych.

4, Uzyskanie rekomendacji do dofinansowania w konkursie FENG.05.01-1P.01-004/25, Sciezka B:
Technologie cyfrowe i innowacje w ramach gtebokich technologii, organizowanym przez Narodowe
Centrum Badan i Rozwoju (NCBIiR), projektu pt. "Opracowanie addytywnej technologii integracji
fotonicznych uktaddw scalonych dla zastosowan w sztucznej inteligencji".

5. Wykonanie demonstratoréw technologii potwierdzajgcych mozliwosé zastosowania technologii Ultra-
Precise Dispensing (UPD) do naprawy defektow w zaawansowanych obwodach drukowanych HDI/UHDI
PCB.

5.9.2  Emisja papieréw wartosciowych

W | pétroczu 2026 roku Spodtka podjeta decyzje o rozpoczeciu dziatan zmierzajgcych do pozyskania
finansowania Spoétki opartego na pozyskaniu Srodkéw finansowych z emisji nowych akcji (komunikat ESPI nr
3/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku).
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Spotka wyemitowata 300.000 akcji serii Y o wartosci nominalnej 0,10 zt (dziesie¢ groszy) i facznej wartosci
nominalnej 30.000,00 zt (trzydziesci tysiecy ztotych) (,Akcje Serii Y”). Akcje Serii Y zostaty wyemitowane na
podstawie uchwaty nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki pod firmg XTPL spotka
akcyjna z siedzibg we Wroctawiu z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego
Spotki poprzez emisje akcji zwyktych na okaziciela serii Y z wytgczeniem w catosci prawa poboru akcjonariuszy,
zmiany statutu Spotki oraz ubiegania sie o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym (raport biezgcy ESPI nr 20/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 roku). Subskrypcja Akcji Serii Y zostata
zakonczona w dniu 24 marca 2026 roku, w jej ramach objetych zostato 300.000 Akcji Serii Y, a Zarzad Spoétki
ztozyt oswiadczenie o dookresleniu kapitatu zaktadowego w statucie Spotki, w ten sposdb, ze kapitat zaktadowy
Spoétki wynosi 294.987,70 zt i dzieli sie na 2.949.877 akcji zwyktych na okaziciela o wartosci nominalnej 0,10 zt.
Zmiany statutu Spotki w tym zakresie zostaty zarejestrowane w KRS w dniu 30 marca 2026 roku (raport biezgcy
ESPI nr 18/2026 z dnia 30 marca 2026 roku).

Akcje Serii Y zostaty zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papieréw Wartosciowych S.A. oraz dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A.
i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym z dniem 13 kwietnia 2026 roku (raport biezgcy ESPI nr
21/2026 z dnia 13 kwietnia 2026 roku).

W Okresie Sprawozdawczym Spotka nie wyemitowata obligacji.

W Il poétroczu spoétka wydata komunikat o zamiarze pozyskania finansowania poprzez emisje akcji serii Z oraz
ustanowienie kapitatu docelowego (komunikat ESPI nr 34/2026 z dnia 1 wrzesnia 2026 roku oraz 36/2026 z
dnia 18 wrzesnia 2026 roku).

Zarzad proponuje podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spotki poprzez emisje nie mniej niz 198.462 i nie wiecej
niz 400.000 Akcji Serii Z, o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda, po cenie emisyjnej 65,00 zt za jedng Akcje Serii
Z. Emisja Akcji Serii Z ma zostac przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o ktérej mowa w art. 431§
2 pkt 1 Kodeksu spoétek handlowych, realizowanej w drodze oferty publicznej, w odniesieniu do ktérej
zastosowanie znajdg wyjatki od obowigzku sporzadzenia, zatwierdzenia i udostepnienia prospektu
przewidziane w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2017/1129.

Intencja Zarzadu jest, aby emisja Akcji Serii Z zostata przeprowadzona w taki sposdb, aby akcjonariusze Spotki
posiadajacy co najmniej 0,5% ogdlnej liczby akcji Spotki [kazdy indywidualnie] wedtug stanu na koniec dnia
rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ ["Inwestorzy Uprawnieni"] mieli mozliwos¢ skorzystania
z pierwszenstwa w objeciu Akcji Serii Z w liczbie umozliwiajagcej danemu Inwestorowi Uprawnionemu
utrzymanie nie nizszego udziatu w ogdlnej liczbie gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Spdétki niz udziat, jaki ten
Inwestor Uprawniony posiadat na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ. Powyzsze bedzie miato
zastosowanie pod warunkiem, ze Inwestorzy Uprawnieni ztozg deklaracje zainteresowania objeciem Akcji Serii
Z, a nastepnie przyjma skierowane do nich oferty objecia Akcji Serii Z. Ztozenie oferty objecia Akcji Serii
Z bedzie nalezato do wytgcznego uznania Zarzadu Spotki, z zastrzezeniem, ze Zarzad Spotki dotozy nalezytej
starannosci, aby zaoferowaé Akcje Serii Z tym Inwestorom Uprawnionym, ktérzy spetnig okreslone powyzej
warunki, jezeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii Z na rzecz danego Inwestora Uprawnionego bedzie mogto
zosta¢ od strony technicznej dokonane w terminie okreSlonym przez Zarzad Spétki ["Mechanizm
Pierwszenstwa"].

5.9.3 Dofinansowanie

W kwietniu 2026 roku Spodtka podpisata z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju ("NCBIiR") umowe
o dofinansowanie w konkursie FENG.05.01-IP.01-004/25, Sciezka B: Technologie cyfrowe i innowacje
w ramach gtebokich technologii, organizowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (komunikat ESPI
nr 22/2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku). Dofinansowanie dotyczy projektu opracowanego przez Spétke pt.
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"Opracowanie addytywnej technologii integracji fotonicznych uktadéw scalonych dla zastosowan w sztucznej
inteligencji". Gtdwnym zatozeniem Projektu jest opracowanie, budowa i walidacja prototypu nowej generacji
systemu drukujgcego, przeznaczonego do heterogenicznej integracji fotonicznych i elektronicznych uktadéw
scalonych (PIC + EIC) w ramach procesow zaawansowanego pakowania (Advanced Packaging). Opracowana
technologia stanowi¢ bedzie element europejskiego taricucha wartosci w obszarze zaawansowanych
potprzewodnikow.

Catkowita warto$¢ projektu wynosi 18 286 399,84 zt, w tym rekomendowana kwota dofinansowania 10 091
591,16 zt. Okres realizacji projektu 01.05.2026 - 31.12.2029.

5.9.4 Dziatania podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony wtasnoéci intelektualnej i przemystowej
W procesie komercjalizacji technologii opracowywanych przez Spodtke, istotng role odgrywa wtasnosé
intelektualna (IP), ktdra stanowi przewage konkurencyjng XTPL. Rozwdj portfolio IP i jego odpowiednia ochrona
sg kluczowe dla pozycji rynkowej firmy i znaczgco wptywajg na jej wartos¢. Rozwigzania technologiczne XTPL
sg chronione od momentu zgtoszenia patentowego.

Spdétka wyrdznia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nig produktow:

1. Proces UPD - patenty opisujgce proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urzadzenia wykorzystywane do tego
procesu;
Nanotusze - patenty zabezpieczajace rdzne formulacje nanotuszow;

3.  Oprogramowanie - patenty zabezpieczajgce rozwigzania zaimplementowane w oprogramowaniu
sterujacym urzadzeniami drukujgcymi;

4. Pola aplikacyjne - patenty opisujgce rozwigzania konkretnych problemdéw technologicznych
z wykorzystaniem metody UPD;

5. Charakteryzacja i kontrola jakosSci - patenty zwigzane z charakteryzacjg i kontrolg jakosci wybranych
elementdéw urzadzen drukujacych

W | pétroczu 2026 roku Spodtka kontynuowata dziatania zwigzane z rozwojem chmury patentowej, tj.

1. W dniu 4 lutego 2026 r. Spétka otrzymata informacje o zatwierdzeniu przez Urzad Patentéw i Znakow
Towarowych Standéw Zjednoczonych (USPTO) zastrzezen patentowych dla wynalazku pt. ,Metallic
nanoparticle composition and method of dispensing metallic nanoparticle composition”,

2. W dniu 12 lutego 2026 r. Spotka otrzymata informacje o zatwierdzeniu przez Chinski Urzad Wtasnosci
Intelektualnej (CNIPA) zastrzezen patentowych dla wynalazku pt. ,Methods for forming features by
dispensing metal nanoparticle compositions from inkjet printheads and metal nanoparticle compositions
for inkjet printing”.

Ponadto po Okresie Sprawozdawczym Spodtka uzyskata nastepujgcg ochrone w zakresie wtasnosci
przemystowej i intelektualnej:

1. W dniu 7 lipca 2026 r. Spdtka otrzymata informacje o zatwierdzeniu przez Urzad Patentéw i Znakow
Towarowych Standow Zjednoczonych (USPTO) zastrzezen patentowych dla wynalazku pt. ,A method for
additive manufacturing and an additive manufacturing apparatus”.

W procesie zgtaszania wnioskow patentowych Spétka stosuje sie do zalecen wspdtpracujgcych z nig kancelarii
patentowych. Zalecenia pomagajg tworzy¢ wnioski patentowe jak najwyzszej jakosci i w rezultacie wzmocnié
poziom ochrony wtasnosci intelektualnej Spoétki.
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Na Date Raportu Spotka posiada tgcznie 48 przyznanych patentdw, obowigzujgcych na terenie m.in. Japonii,
Chin, Korei Potudniowej, Malezji, Niemiec, Stanéw Zjednoczonych Ameryki. Na Date Raportu Spétka posiadata
zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP, Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej, a takze w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Budowa chmury patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktéw jest istotnym elementem strategii
Spotki, budujgcym wiarygodnos¢é Emitenta wobec potencjalnych klientow przemystowych. Uzyskana
w konsekwencji zgtoszert ochrona patentowa wptynie na podniesienie wartosci potencjalnej komercjalizacji
technologii Spdétki w zakresie wdrozed przemystowych. Spotka planuje dalsze zgtoszenia patentowe
wynalazkow jakie bedg powstawaty w toku biezgcych oraz przysztych prac badawczo-rozwojowych.

5.9.5 Aktywno$¢ Emitenta w wydarzeniach dedykowanych inwestorom rynku kapitatowego

W celu realizacji standardéw w zakresie tadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i réwnego
dostepu do informacji o Spodtce dla wszystkich interesariuszy oraz wychodzac naprzeciw ich potrzebom,
Emitent podejmuje liczne dziatania w zakresie relacji inwestorskich.

Spotka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitatowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone
internetowg z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich na ktdrej zamieszczane sg materiaty
informacyjne (m.in. komunikaty prasowe, prezentacje inwestorskie) oraz wybrane publikacje medialne.
Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie najkrotszym czasie rzetelnie odpowiadac¢ na pytania przestane przez
inwestorow indywidualnych. W celu utatwienia kontaktu ze Spdtka, w serwisie relacji inwestorskich w zaktadce
,Kontakt” wskazane zostaty dane kontaktowe dla inwestordéw instytucjonalnych i analitykéw, inwestoréw
indywidualnych oraz dla dziennikarzy. Konferencje wynikowe w jezyku polskim oraz angielskim Spodtka
zamieszcza na swoim kanale firmowym w serwisie youtube: https://www.youtube.com/@xtplsa/videos.

W | pdtroczu 2026 Spdtka odbyta szereg spotkan z inwestorami w zwigzku z trwajgcym w dniach 10-12 marca
2026 roku procesem przyspieszonej budowy ksiegi popytu. Do wybranych inwestoréw kwalifikowanych lub
mniej niz 150 0s6b fizycznych lub prawnych innych niz inwestorzy kwalifikowani, skierowana zostata oferta
objecia tgcznie 300.000 szt. akcji zwyktych na okaziciela serii Y. Proces przyspieszonej budowy ksiegi popytu
zakoniczyt sie w dniu 12 marca, a w jego wyniku cena jednej akcji serii Y zostata ustalona na 65,00 zt. Duze
zainteresowanie ze strony obecnych oraz nowych inwestoréw, przetozyto sie na niskie jednocyfrowe dyskonto
na poziomie ok. 2% wzgledem $redniej wazonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym
zgromadzeniem uchwalajgcym emisje akgji.

W dniu 30 kwietnia 2026 roku Spétka zorganizowata dla inwestorédw i wszystkich interesariuszy rynku
kapitatowego dwie wideokonferencje wynikowe, podczas ktérych Zarzad Spotki omoéwit wyniki finansowe
Emitenta za IV kwartat 2025 roku oraz caty 2025 rok. Pierwsze spotkanie odbyto sie w jezyku polskim, a drugie
w jezyku angielskim. Podczas obu wideokonferencji Zarzagd XTPL S.A. zaprezentowat wyniki finansowe i
operacyjne Spoétki, podsumowat najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia tego okresu oraz odpowiedziat na
pytania inwestoréw w sekcji Q&A.

Link do konferencji (PL): https://www.youtube.com/watch?v=i-4lgx3Vybc

Link do konferencji (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=sUDWI5hDoro

Emitent na biezgco analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w ktérych bedzie mégt aktywnie przedstawiac
swoje osiggniecia w zakresie technologii, jej komercjalizacji, wynikdéw finansowych oraz perspektyw rozwoju.

XTPLS.A. Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Poland Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci
Spétki XTPL S.A. i Grupy Kapitatowej XTPL S.A
za | pétrocze 2026 roku

Strona | 28




Wydarzenia inwestorskie po Dniu Bilansowym

W dniu 2 lipca 2026 roku Spoétka zorganizowata dla inwestorow i wszystkich interesariuszy rynku kapitatowego
webinar edukacyjny poswiecony rozwijanej w XTPL technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD). W spotkaniu
udziat wzigt Filip Granek, Prezes Zarzadu XTPL S.A. oraz Piotr Kowalczewski, Dyrektor ds. Wtasnosci
Intelektualnej XTPL S.A., a cato$¢ moderowat Michat Mastowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestoréw
Indywidualnych (SII). Webinar zostat przeprowadzony na kanale SII.

Podczas webinaru inwestorzy dowiedzieli sie m.in. jakie megatrendy napedzajg rozwdj zaawansowanej
elektroniki, jak dziata technologia Ultra-Precise Dispensing (UPD), czym UPD rdzni sie od innych metod
nanoszenia materiatow, jakie parametry wyrdzniajg technologie XTPL, jakie sg przyktadowe zastosowania UPD
w poétprzewodnikach, wyswietlaczach, zaawansowanym pakowaniu uktadéw, naprawie defektdw, optyce
i ekranowaniu elektromagnetycznym.

Link do webinaru (PL): https://www.sii.org.pl/19156/aktualnosci/czat-inwestorski/webinar-edukacyjny-xtpl-
technologia-ultra-precise-dispensing-upd-i-jej-zastosowania.html

Emitent na biezgco analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w ktérych bedzie mégt aktywnie przedstawiac
swoje osiggniecia w zakresie technologii, jej komercjalizacji, wynikdw finansowych oraz perspektyw rozwoju.

5.9.6  Aktywnos$¢ Emitenta w wydarzeniach branzowych

38th NEPCON Japan (Tokio, Japonia, styczen 2026) XTPL uczestniczyto w targach NEPCON Japan wraz
z lokalnym dystrybutorem, prezentujgc technologie Ultra-Precise Dispensing oraz prowadzac dziatania
wspierajace rozwdj relacji biznesowych na rynku azjatyckim.

Politechnika tédzka, Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices (£édz, Polska, styczen 2026)
Przedstawiciele XTPL odwiedzili Katedre Przyrzagddéw Potprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki
tédzkiej, jednostke prowadzacg badania w obszarze mikroelektroniki i optoelektroniki.

ICONN 2026 (Sydney, Australia, luty 2026) Spotka byta obecna podczas konferencji ICONN 2026 za
posrednictwem dystrybutora, promujac rozwigzania XTPL dla zaawansowanej mikroelektroniki i aplikacji deep-
tech.

ECS Brokerage Event (Bruksela, Belgia, luty 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczyt w ECS Brokerage Event,
spotkaniu europejskiego $Srodowiska komponentéw i systemdw elektronicznych, ktére stuzy budowaniu
konsorcjéw przed konkursami Chips JU. Spdtka przedstawita prezentacje oraz prowadzita rozmowy
0 wspotpracy przy europejskich projektach badawczo-rozwojowych.

innolAE 2026 (Cambridge, Wielka Brytania, luty 2026) XTPL uczestniczyto w wydarzeniu innoLAE 2026 wraz
z partnerem dystrybucyjnym. Podczas konferencji Business Development Manager XTPL wygtosit prezentacje
pt. ,Ultra-Precise Dispensing: A Direct-Write Solution for Advanced Semiconductor Interconnects”, dotyczaca
zastosowan technologii XTPL w obszarze zaawansowanych potgczen pdtprzewodnikowych.

LOPEC 2026 (Monachium, Niemcy, luty 2026) XTPL uczestniczyto w targach LOPEC 2026, prezentujac
rozwigzania z zakresu ultra-precyzyjnego druku dla rynku elektroniki drukowanej, addytywnej i elastyczne;j.
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iIMAPS Device Packaging (Phoenix, AZ, USA, marzec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczyt w 22. konferencji
IMAPS Device Packaging, poswieconej zaawansowanemu packagingowi pétprzewodnikéw oraz technologiom
montazu i potgczen uktaddw.

EPIC Technology Meeting on Photonics for Defense: Securing the Future at Exosens (Brive, Francja, Marzec
2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczyt w zamknietym spotkaniu technologicznym EPIC (European Photonics
Industry Consortium) poswieconym fotonice dla sektora obronnego, zorganizowanym w siedzibie firmy
Exosens. Spdtka rozmawiata z dostawcami i integratorami technologii fotonicznych o zastosowaniach
technologii XTPL w elektronice dla sektora obronnego.

APEX 2026 (Anaheim, USA, marzec 2026) Spdtka byta obecna podczas targdw IPC APEX EXPO 2026 wraz
z partnerem dystrybucyjnym. XTPL reprezentowat na miejscu Managing Director regionu Ameryki Pétnocnej,
prowadzac dziatania zwigzane z rozwojem biznesu i prezentacjg technologii Spotki.

SEMICON China 2026 (Szanghaj, Chiny, marzec 2026) XTPL uczestniczyto w targach SEMICON China 2026 wraz
z lokalnym  dystrybutorem, prezentujac technologie Ultra-Precise Dispensing dla  zastosowan
w zaawansowanej mikroelektronice i potprzewodnikach.

INFRACHIP Industry hands-on AFM training (Cork, Tyndall, Irlandia, marzec-kwiecien 2026) Przedstawiciele
XTPL wzieli udziat w praktycznym szkoleniu z mikroskopii sit atomowych (AFM), zorganizowanym w Tyndall
National Institute w ramach europejskiego projektu INFRACHIP, ktory wspiera rozwdj kompetencji i
infrastruktury w technologiach pétprzewodnikowych.

ICDT (Chongging, Chiny, marzec-kwiecienn 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczyt w konferencji ICDT 2026
(International Conference on Display Technology), organizowanej przez SID China i obejmujacej caty taricuch
technologii wyswietlaczy. Spétka przedstawita prezentacje pt. , Ultra-Precise Dispensing for Advanced Display
Manufacturing: From Pixel Repair to Wrap-Edge Interconnects”.

Rapid + TCT (Boston, USA, kwiecier 2026) XTPL uczestniczyto w targach RAPID + TCT 2026, jednym z gtdwnych
wydarzen w Ameryce Pétnocnej poswieconych wytwarzaniu przyrostowemu i przemystowemu drukowi 3D.

Wydarzenie organizowane przez Georgia Tech (USA, maj 2026)

Przedstawiciele XTPL Inc., Urs Berger oraz Kyle Homan, biorg udziat w zamknietym wydarzeniu organizowanym
przez Georgia Tech, poswieconym technologiom dla zaawansowanej mikroelektroniki i pétprzewodnikdw.
Chemnitz Seminar "Electronic Packaging and Applications" (Chemnitz, Niemcy, maj 2026) Przedstawiciel XTPL
uczestniczyt w seminarium organizowanym przez Fraunhofer ENAS wspdlnie z TU Chemnitz i Silicon Saxony,
poswieconym zaawansowanemu packagingowi elektroniki oraz integracji heterogenicznej.

IEEE Build-Up Substrate Symposium (BUSS) (Silicon Valley, USA, maj 2026)

Podczas IEEE BUSS 2026 Urs Berger wygtasza prezentacje pt. ,,Micron-Level Dispensing for the Next Generation
PCB & Display Repair”, dotyczgcg wykorzystania technologii Ultra-Precise Dispensing w naprawie ultra-cienkich
struktur przewodzgcych w zaawansowanych wyswietlaczach i UHDI PCB.

IMAPS IBERIA 2026 Barcelona, Hiszpania, czerwiec 2026)
XTPL bierze udziat w wydarzeniu IMAPS IBERIA 2026, prezentujgc rozwigzania Spotki dla rynku zaawansowane;j
mikroelektroniki i technologii pdtprzewodnikowych.
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NextFlex Innovation Day 2026 (Mountain View, USA, czerwiec 2026)
XTPL bierze udziat w wydarzeniu NextFlex Innovation Day 2026 z wtasnym stoiskiem. Spotke reprezentuje Urs
Berger, prezentujgc rozwigzania XTPL dla rynku zaawansowanej elektroniki i mikroelektroniki.

TechBlick USA 2026 (Mountain View, USA, czerwiec 2026)

XTPL Inc. bierze udziat w wydarzeniu TechBlick USA 2026 z wtasnym stoiskiem. Spdtke reprezentujg Urs Berger
oraz Kyle Homan, prowadzac dziatania zwigzane z prezentacjg technologii XTPL oraz rozwojem relacji
biznesowych na rynku pétnocnoamerykarnskim.

JPCA Show 2026 (Tokio, Japonia, czerwiec 2026)
XTPL reprezentujg w targach JPCA Show 2026 partnerzy Alpha oraz PEC, prezentujgc rozwigzania Spotki dla
zaawansowanych zastosowan PCB i mikroelektroniki.

MINaPAD Forum 2026 (Grenoble, Francja, czerwiec 2026)

XTPL weZmie udziat w konferencji MINaPAD 2026 poswieconej zaawansowanym technologiom
mikroelektronicznym i packagingowi. Podczas wydarzenia Filip Granek wygtosi prezentacje pt.:

,Ultra-Precise Dispensing for Advanced Microelectronics Packaging: Materials Versatility and Long-Term
Process Stability”. Prezentacja bedzie dotyczy¢ technologii Ultra-Precise Dispensing w kontekscie
zaawansowanego packagingu mikroelektroniki, ze szczegdlnym uwzglednieniem kompatybilnosci
materiatowe] oraz dtugoterminowej stabilnos$ci procesu.

OE-A Meeting North America (Mountain View, Ca, USA, czerwiec 2026) Przedstawiciel XTPL uczestniczyt
w spotkaniu stowarzyszenia OE-A (Organic and Printed Electronics Association), ktére zrzesza firmy i instytuty
badawcze z branzy elektroniki drukowanej, organicznej i elastycznej.

EPOSS Annual Forum 2026 (Braga, Portugalia, czerwiec 2026) XTPL uczestniczyto w EPoSS Annual Forum 2026,
dorocznym spotkaniu europejskiej platformy technologicznej zajmujacej sie integracjg inteligentnych
systeméw. Podczas wydarzenia przedstawiciel XTPL wygtosit prezentacje pt. ,Ultra-Precise Dispensing as a
Circuit Editing Tool in Advanced Semiconductor Packaging”, dotyczacy zastosowania technologii XTPL do
korekty obwoddw w zaawansowanym packagingu potprzewodnikdw.

Laser Sintering Workshop Hamamatsu / Fraunhofer ENAS (Chemnitz, Niemcy, czerwiec 2026) Przedstawiciel
XTPL uczestniczyt w warsztatach o druku cyfrowym elektroniki i laserowym spiekaniu tuszéw funkcjonalnych,
zorganizowanych przez Fraunhofer ENAS wspdlnie z Hamamatsu Photonics.

WAT - Wojskowa Akademia Techniczna (Warszawa, Polska, czerwiec 2026) Przedstawiciele XTPL odwiedzili
Wojskowg Akademie Techniczng, ktéra prowadzi badania m.in. w optoelektronice, technice laserowe;j i
technologiach dla sektora obronnego, aby omdéwi¢ mozliwosci wspdtpracy badawczej.

Wydarzenia branzowe po Dniu Bilansowym

U.K Semiconductors 2026 (Sheffield, U.K., lipiec 2026) XTPL wzieto udziat w konferencji UK Semiconductors
2026, dorocznym brytyjskim spotkaniu poswieconym badaniom nad potprzewodnikami, od materiatow i
przyrzaddw po zastosowania komercyjne. Spétka byta obecna jako partner sponsorujacy wraz z brytyjskim
dystrybutorem Semitronics.

SEMICON Taiwan 2026 (Tajpej, Tajwan, wrzesien 2026)
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Spotka planuje udziat w targach SEMICON Taiwan 2026 wraz z partnerem Sigma oraz przy wsparciu PAIH. XTPL
bedzie prezentowac rozwigzania dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i pétprzewodnikdw.

IMAPS 2026 (Bukowina Tatrzanska, Polska, wrzesiert 2026)
XTPL bierze udziat w konferencji iMAPS 2026 z wtasnym stoiskiem, prezentujgc rozwigzania Spotki dla rynku
zaawansowanej mikroelektroniki i elektroniki hybrydowej.

IMAPS Symposium 2026 (Boston, USA, wrzesien-pazdziernik 2026)

XTPL uczestniczy w konferencji IMAPS Symposium 2026 z wtasnym stoiskiem. Spotke reprezentuje Urs Berger,
prowadzgc dziatania zwigzane z prezentacjg technologii XTPL oraz rozwojem relacji biznesowych na rynku
poétnocnoamerykanskim.

TechBlick Europe 2026 (Berlin, Niemcy, pazdziernik 2026)

XTPL bierze udziat w wydarzeniu TechBlick Europe 2026 z prezentacjg oraz stoiskiem wystawienniczym,
prezentujac technologie Ultra-Precise Dispensing dla zastosowan elektroniki addytywnej i zaawansowanej
mikroelektroniki.

Australian National Fabrication Facility (ANFF) Annual Forum 2026 (Australia, pazdziernik 2026)

XTPL planuje udziat w wydarzeniu ANFF Annual Forum 2026 wraz z partnerem dystrybucyjnym. Obecnos¢
Spoétki obejmuje stoisko wystawiennicze oraz planowang prezentacje dotyczacg technologii XTPL i jej
zastosowan w zaawansowanej mikroelektronice.

SEMICON Europa 2026 (Monachium, Niemcy, listopad 2026)

Spotka uczestniczy w targach SEMICON Europa 2026 z wtasnym stoiskiem, prowadzac dziatania zwigzane

z prezentacjg technologii XTPL oraz rozwojem relacji biznesowych w europejskim sektorze pétprzewodnikéw
i advanced packaging.

MRS Fall Meeting 2026 (Boston, USA, Listopad-grudzier 2026)
XTPL bierze udziat w konferencji MRS Fall Meeting 2026. Podczas wydarzenia Urs Berger prezentuje
rozwigzania i technologie XTPL dla zaawansowanej mikroelektroniki i zastosowan materiatowych.

SEMICON Japan 2026 (Tokio, Japonia, grudzien 2026)
XTPL uczestniczy w targach SEMICON Japan 2026 z wiasnym stoiskiem, réwniez w ramach inicjatywy EU
Business Hub, prezentujac rozwigzania Spétki dla rynku zaawansowanej mikroelektroniki i pétprzewodnikdw.

OE-A delegation to India(New Delhi, Pune, Bengaluru, India, wrzesien 2026) XTPL wezmie udziat w misji
gospodarczej stowarzyszenia OE-A do Indii. W jej ramach przedstawiciel XTPL wygtosi prezentacje podczas
sympozjum ,, OE-A Symposium on Flexible and Printed Electronics: From Technology to Smart Applications” na
targach electronica/productronica India w Bengaluru. Celem misji jest nawigzanie relacji z indyjskim rynkiem
elektroniki.

MNE Micro+Nano Engineering Conference (Interlaken, Switzerland, wrzesiert 2026) XTPL weZmie udziat w 52.
konferencji Micro and Nano Engineering, europejskim spotkaniu poswieconym mikro-i nanowytwarzaniu oraz
jego zastosowaniom w elektronice i fotonice. W programie konferencji znajduje sie plakat wspdtautorstwa
zespotu XTPL pt. ,Additive Manufacturing of MicroLED Color Conversion Modules via Ultra-Precise
Dispensing”.
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Binghamton University Electronics Packaging Symposium (Binghamton NY, USA, wrzesient 2026) Przedstawiciel
XTPL uczestniczy w 37. sympozjum poswieconym packagingowi elektroniki na Binghamton University,
organizowanym we wspotpracy z IEEE Electronics Packaging Society. Tegoroczna edycja dotyczy packagingu
dla zastosowan sztucznej inteligencji.

MSPO (Miedzynarodowy Salon Przemystu Obronnego) (Kielce, Poland, wrzesiert 2026) XTPL bierze udziat w 34.
Miedzynarodowym Salonie Przemystu Obronnego w Kielcach, najwiekszych targach przemystu obronnego w
Europie Srodkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia przedstawiciel XTPL w ramach sesji Photonics4Defense
przedstawi wystgpienie pt. ,Transparent EMI Shielding Printed on Curved Optics for Defense Applications”.

Misja sektora dual-use do Norwegii: Oslo i Kongsberg(Oslo, Norwegia, wrzesiert 2026) Przedstawiciel XTPL
wezmie udziat w misji gospodarczej sektora technologii podwdjnego zastosowania, organizowanej przez PAIH
we wspotpracy z Ambasadg RP w Oslo. Misja obejmie spotkania z norweskim przemystem obronnym
i technologicznym, w tym w osrodku przemystowym w Kongsbergu.

Taitronics 2026- Stoisko narodowe (Taipei, Taiwan, pazdziernik 2026) XTPL weZmie udziat w targach
TAITRONICS (Taipei International Electronics Show) na stoisku narodowym organizowanym przez PARP,
prezentujac rozwigzania Spotki dla rynku elektroniki profesjonalnej i mikroelektroniki.

Industrial Print Integration Conference (Neuss, Germany, listopad 2026) Przedstawiciel XTPL wezmie udziat
w konferenciji IPI, organizowanej przez stowarzyszenie ESMA, poswieconej wdrazaniu druku przemystowego
i funkcjonalnego m.in. w elektronice, motoryzacji i zastosowaniach biomedycznych.

iMAPS U.K (The RF, Microwave and Photonics Packaging)(Newport, U.K., listopad 2026) XTPL wezmie udziat
w konferencji IMAPS UK RaMPoP (RF, Microwave and Photonics Packaging), poswieconej packagingowi
i montazowi uktadéw RF, mikrofalowych i fotonicznych.

IMAPS Italy Workshop — High Reliability Packaging for Avionics, Aerospace & Defense(Milan, Italy, listopad
2026) XTPL wezmie udziat w warsztatach IMAPS ltaly na Politecnico di Milano, poswieconych packagingowi
o wysokiej niezawodnosci dla awioniki, przemystu kosmicznego i obronnego. Przedstawiciel XTPL wygtosi
wystgpienie pt. ,Additive Manufacturing of 1-10 um Metal Structures for RF and Microwave Interconnects
and EMI Shielding”.

5.9.7 Pozostate
W okresie sprawozdawczym Pani Agata Gtadysz-Stanczyk ztozyta rezygnacje z petnienia funkcji cztonka Rady
Nadzorczej Spotki z efektem natychmiastowym, wskazujac jako powdd nowe obowigzki zawodowe (komunikat
ESPI nr 23/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku).
W dniu 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spoétki powotato Zarzad, Rade Nadzorczg oraz
Cztonkéw Komitetu Audytu do nowej kadencji w sktadach:
Zarzad:

1. Filip Granek — Prezes Zarzadu,

2. Jacek Olszanski — Cztonek Zarzadu.
Rada Nadzorcza:

1. Wiestaw Roztucki — Przewodniczgcy Rady Nadzorczej,

2. Bartosz Wojciechowski — Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej,
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3. Beata Turlejska — Cztonek Rady Nadzorczej,

4. Piotr Lembas — Cztonek Rady Nadzorczej,

5. Herbert Wirth — Cztonek Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu:

1. Piotr Lembas — Przewodniczgcy Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

2. Dr Wiestaw Roztucki — Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA,

3. Prof. dr hab. Herbert Wirth — Cztonek Komitetu Audytu, niezalezny Cztonek KA
o czym poinformowata Spotka w swoim komunikacie ESPI nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku.
Sktad Zarzadu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu do dnia sporzadzenia Raportu pozostat bez zmian.

5.9.8 Zdarzenia po Dniu Bilansowym

Zarzad XTPL S.A. poinformowat, ze w dniu 3 lipca 2026 r. Spdtka potwierdzita przyjecie zamowienia na
urzadzenie Delta Printing System wraz z dedykowanym systemem laserowym umozliwiajgcym spiekanie
laserowe wydrukowanych $ciezek miedzianych, ztozonego przez nowego partnera przemystowego z Japonii,
co jest rownoznaczne z zawarciem umowy sprzedazy (komunikat ESPI nr 30/2026 z dnia 3 lipca 2026 roku).
Zamawiajgcym jest japonski producent zaawansowanych, zautomatyzowanych maszyn przemystowych dla
globalnego sektora elektroniki itechnologii pdtprzewodnikowych, posiadajgcy kilkudziesiecioletnie
doswiadczenie w projektowaniu i dostarczaniu takich rozwigzan na wielu rynkach na swiecie. Urzadzenie DPS
petni funkcje laboratoryjnego demonstratora technologii Ultra-Precise Dispensing ["UPD"] oraz narzedzia do
jej samodzielnej walidacji przez Klienta. Wraz z dedykowanym systemem laserowym zostanie wykorzystane
w procesach vyield management (poprawy uzyskow produkcyjnych) dla zaawansowanych struktur
stosowanych w obszarze zaawansowanego pakowania (advanced packaging) w tym zaawansowanych
obwoddéw drukowanych HDI/UHDI PCB oraz podtozy dla pétprzewodnikéw z uzyciem miedzi jako materiatu
przewodzgcego.

Zamowienie jest konsekwencjg pomysinej walidacji technologii przeprowadzonej wspélnie przez Klienta i XTPL
w laboratorium Spétki we Wroctawiu i wigze sie z przejsciem projektu do trzeciego z pieciu etapdw procesu
wdrozen przemystowych XTPL, w ramach ktérego Klient rozpoczyna samodzielng walidacje technologii Spofki
we wiasnym laboratorium badawczo-rozwojowym. W przypadku pozytywnych wynikéw kolejny etap obejmuje
zamowienie modutu UPD oraz jego integracje w prototypowej maszynie przemystowej Klienta (etap czwarty),
poprzedzajaca decyzje o petnym wdrozeniu przemystowym technologii XTPL (etap piaty).

Jest to kolejna sprzedaz produktu XTPL do Japonii oraz drugi - obok projektu raportowanego w czerwcu 2026
roku - niezalezny projekt przemystowy Spotki na tym rynku. Emitent informowat o pierwszej sprzedazy modutu
UPD do Japonii, obejmujgcej projekt na czwartym etapie procesu wdrozenia przemystowego, w ktdorym modut
UPD jest integrowany z prototypowg maszyng przemystowg klienta (RB 26/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.).
Obecne zamodwienie dotyczy kolejnego Klienta i znajduje sie na wczesniejszym, trzecim etapie tego procesu,
jednak w zblizonym, strategicznym obszarze zastosowan. Rownolegty rozwdj dwdéch niezaleznych projektéw
przemystowych na rynku japonskim potwierdza powtarzalno$¢ modelu komercyjnego XTPL oraz rosngce
zainteresowanie technologig Spétki w obszarze pétprzewodnikéw i advanced packaging.

Sprzedaz jest wspierana przez lokalnego dystrybutora XTPL w Japonii, firme PEC (Printed Electronics
Corporation). Dostawa urzgdzenia DPS wraz z systemem laserowym planowana jest w drugim poétroczu 2026
roku i w tym okresie Spotka zaktada rozpoznanie przychodu z jego sprzedazy. Przychody uzyskane z realizacji
zamowienia bedg miaty pozytywny wptyw na wyniki finansowe XTPL S.A. osiggniete w 2026 roku, a potencjat
dalszej wspdtpracy moze stanowic istotng przestanke do dalszego wzrostu sprzedazy w przysztych okresach.

W ramach rozwoju i komercjalizacji modutéw UPD, Spétka potwierdzita przyjecie zamdwienia na 10 modutow
UPD w obszarze technologii nowoczesnych wyswietlaczy (FPD) w ramach kontynuacji pierwszego wdrozenia
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przemystowego technologii XTPL w Chinach (komunikat ESPI nr 32/2026 z dnia 23 lipca 2026 roku). Urzgdzenia
zostang wykorzystane do budowy kolejnych maszyn przemystowych pracujacych na linii produkcyjnej klienta
koncowego - jednego z najwiekszych producentow wyswietlaczy FPD (Flat Panel Display) w Chinach. Moduty
UPD zostang wykorzystane w procesach vyield management (poprawy uzyskow produkcyjnych)
w nowoczesnych wyswietlaczach FPD (ang. Flat Panel Display) o ultrawysokiej rozdzielczosci. Zamdwienie
stanowi kolejny etap pierwszego w historii Emitenta wdrozenia przemystowego technologii UPD,
zapoczatkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach ktérego Spdtka zrealizowata zamdwienie na pierwszg
partie 6 modutow UPD, dostarczonych Klientowi Koncowemu i pomyslinie zintegrowanych z przemystowymi
urzadzeniami do proceséw yield management (RB ESPI 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 r.). Obecne zamdwienie
potwierdza kontynuacje tej wspotpracy w ramach wieloletniego projektu wdrozeniowego.

W dniu 17 sierpnia 2026 roku doszto do rejestracji przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we
Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, zmian statutu Spdtki wynikajacych
z uchwaty nr 16/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spotki pod firmg XTPL spotka akeyjna z siedzibg
we Wroctawiu z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmian statutu XTPL S.A. (komunikat ESPI nr 33/2026
z dnia 20 sierpnia 2026 roku).

Na mocy Uchwaty Emisyjnej dokonano zmian: § 4, § 8, § 14, § 15,§ 19, § 20 i § 21 statutu Spofki.

Zarzad XTPL S.A. w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr 27/2025 z dnia 25 wrzesnia 2025 roku
dotyczacego aktualizacji Strategii Spétki oraz raportu biezgcego ESPI nr 3/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku
dotyczgcego zamiaru pozyskania finansowania i zainicjowania procesu emisji akcji, informuje o podjeciu
w dniu 1 wrzesnia 2026 roku decyzji o rozpoczeciu dziatan zmierzajgcych do: (i) pozyskania dalszego
finansowania Spotki poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji oraz (ii) zapewnienia Spdtce mozliwosci
elastycznego pozyskiwania finansowania w przysztosci poprzez ustanowienie kapitatu docelowego (komunikat
ESPI nr 34 z dnia 1 wrzesnia 2026 roku oraz komunikat ESPI z pdzniejszg zmiang zatozen nr 36/2026 z dnia 18
wrzenia 2026 roku).

Intencja Zarzadu Spotki jest zwotanie na dzien 19 pazdziernika 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spotki (komunikat ESPI nr 38 z dnia 18 wrzesnia 2026 roku), ktére miatoby zadecydowaé
w szczegolnosci o: (i) podwyzszeniu kapitatu zaktadowego Spotki poprzez emisje akcji zwyktych na okaziciela
serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy w catosci prawa poboru, zmiany statutu Spotki oraz ubiegania sie
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gietde
Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia
umowy o rejestracje akcji serii Z w depozycie papieréw wartosciowych (ii) oraz przedstawienie opinii Zarzadu
XTPL S.A. w sprawie projektu uchwaty zmieniajgcej statut Spoétki przewidujgcego upowaznienie Zarzadu do
podwyzszania kapitatu zaktadowego w ramach kapitatu docelowego wraz z mozliwoscig pozbawienia przez
Zarzad akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantéw subskrypcyjnych w odniesieniu do kazdego
podwyzszenia kapitatu zaktadowego w granicach kapitatu docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady
Nadzorczej, zawierajgcej uzasadnienie powoddw pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz
warrantow subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitatu docelowego oraz sposdb ustalenia ich ceny
emisyjnej (i) i podjecie uchwaty w sprawie zmiany statutu Spotki poprzez udzielenie Zarzgdowi Spotki
upowaznienia do podwyzszania kapitatu zaktadowego w ramach kapitatu docelowego wraz z mozliwosciag
pozbawienia przez Zarzad akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantéw subskrypcyjnych w odniesieniu
do kazdego podwyzszenia kapitatu zaktadowego w granicach kapitatu docelowego, po uzyskaniu uprzedniej
zgody Rady Nadzorczej.
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5.10 Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, majace istotny wptyw na
jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe

W Okresie Sprawozdawczym czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, majgce istotny wptyw na
jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, nie wystgpity.

5.11 Stanowisko Zarzgdu odnosnie realizacji prognoz finansowych

Stanowisko Zarzgdu odnosnie mozliwosci zrealizowania wczesniej publikowanych prognoz wynikéw na dany
rok, w Swietle wynikow zaprezentowanych w Raporcie w stosunku do wynikdw prognozowanych, tj.
wstepnych szacunkowych skonsolidowanych przychoddw ze sprzedazy produktéw i ustug osiggnietych przez
Spotke w Il kwartale 2026 roku i | pdtroczu 2026 roku, opublikowanych w raporcie biezgcym ESPI numer
31/2026 z dnia 22 lipca 2026 roku jest nastepujgce: Podane do publicznej wiadomosci dane wstepne nie
odbiegaty znaczgco od danych rzeczywistych.

5.12 Istotne postepowania przed sgdami i organami
W okresie Sprawozdawczym nie toczyty sie istotne postepowania przed sgdem i innymi organami publicznymi.

5.13  Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych
Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitatowej nie zawarto zadnej transakcji z podmiotem powigzanym na
warunkach innych niz rynkowe.

5.14  Udzielone poreczenia i gwarancje
Nie dotyczy. Emitent lub Jednostka Zalezna nie udzielity w Okresie Sprawozdawczym poreczen kredytu ani

pozyczki ani tez nie udziaty gwarancji.

5.15  Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta
Spotka zatrudniata na Dzien Bilansowy 49 oséb.
Grupa zatrudniata na Dzien Bilansowy 51 0séb.

Nasz Zespot:

Rozwdj technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem catego zespotu Spotki, ktory z wykorzystaniem
swojej interdyscyplinarnej wiedzy i doswiadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne i biznesowe. Efekty
postepdw technologicznych to rezultat intensywnej wspdtpracy inzynierdw ispecjalistéw taczacych
kompetencje wielu obszaréw technologii, biznesu oraz dziatari operacyjnych.

To, co wyrdznia zespdt technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka, optyka,
chemia, mechanika, elektronika i programowanie. Zespdét technologiczny stanowi 36,73% wszystkich
pracownikéw i realizuje prace w poszczegdlnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszéw i Nanomateriatow,
Hardware oraz Software. Istotng role w procesie wdrazania rozwigzan petni dziat Produkcji i Customer Care,
ktéry odpowiada za produkcje urzadzen, realizacje procesdow montazu i testowania urzgdzen oraz zapewnienia
ich najwyzszej jakosci.

Zespot technologiczny wspierany jest przez zespdt operacyjny, ktory zapewnia funkcjonowanie w zakresie
finanséw, prawa, HR, zamowien, IT oraz zarzadzania projektami. Jednoczesnie, dziatania marketingowe i PR/IR
realizowane sg przez dziat Marketingu. Zdobywaniem nowych rynkdéw oraz relacjami z klientami zajmuje sie
zespdt sprzedazowy, a kompleksowe wsparcie uzytkownikdw oraz partnerskg wspdtprace na etapie
posprzedazowym zapewnia zespdt Wdrozen i Customer Care.
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Kobiety stanowity 38,78% petnego zespotu XTPL. Jednoczesnie, w zespole technologicznym udziat kobiet
wynosit 27,78%.

Szkolenia i rozwdj zespotu:

Szkolenia rozwijajagce kompetencje pracownikdéw sg realizowane w uzgodnieniu z zespotem lideréw oraz
zarzadem Spétki. Znaczna cze$é szkolen organizowana jest z inicjatywy pracownikow. Rozwdj zespotu XTPL
zapewnia regularne uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach branzowych
organizowanych stacjonarnie oraz online.

Benefity:
XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitdw, ktéry jest programem swiadczen pozaptacowych. XTPL

oferuje: prywatng opieke medyczng, ubezpieczenie na zdrowie i zycie, program nagréd za zgtoszenia
patentowe, program polecen pracowniczych, mozliwos¢ pracy zdalnej (w zaleznosci od charakteru stanowiska
pracy) oraz dostep do firmowej biblioteki XTPL.

5.16 Inne informacje, ktdre zdaniem Emitenta sg istotne dla oceny jego sytuacji kadrowe;j,
majatkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, ktére sa
istotne dla oceny mozliwosci realizacji zobowigzan przez Emitenta i Grupy Kapitatowej

Spdtka notuje state postepy w obszarze najbardziej zaawansowanych projektéw przemystowych oraz rosngcy

pipeline projektéw przemystowych na nizszych etapach rozwoju, realizowanych w kluczowych branzach

(potprzewodniki, zaawansowane wyswietlacze, PCB) oraz w kluczowych rynkach geograficznych (Azja, Ameryka

Pétnocna, Europa). Na dzien dzisiejszy na rynku operuje ponad 45 urzadzen DPS i 15 modutdéw przemystowych.

Ponadto Spodtka znajduje sie w zaawansowanej fazie prac zwigzanych z dostarczeniem systemu ODRA,

z przeznaczeniem do produkcji w modelu HMLV (High-Mix Low-Volume). W | pdtroczu 2026 roku Spoétka

zwiekszyta swoje portfolio projektéw przemystowych sprzedajgc urzadzenie DPS oraz UPD dwdm klientom z

rynku japonskiego, dziatajgcym w obszarze yield management dla zaawansowanych obwoddéw drukowanych

(HDI/UHDI PCB) oraz podtozy dla potprzewodnikdw w obszarze advanced packaging. Rownolegty rozwéj dwdch

niezaleznych projektéw przemystowych na rynku japonskim potwierdza powtarzalnos¢ modelu komercyjnego

XTPL oraz rosngce zainteresowanie technologig Spotki w obszarze potprzewodnikéw i advanced packaging.

Ponadto w lipcu 2026 (RB 32/2026 z dnia 23 lipca 2026) Spdtka potwierdzita przyjecie zamdwienia ramowego

obejmujgcego 10 modutéw UPD, ktére zostang wykorzystane do budowy kolejnych maszyn przemystowych

pracujacych na linii produkcyjnej klienta koricowego - jednego z najwiekszych producentdéw wyswietlaczy FPD

w Chinach. Zamdwienie stanowi kolejny etap pierwszego w historii Spotki wdrozenia przemystowego

technologii UPD, zapoczatkowanego w styczniu 2025 roku, w ramach ktorego Spodtka zrealizowata zamdwienie

na pierwsza partie 6 modutdéw UPD, dostarczonych klientowi koncowemu i pomysinie zintegrowanych

z przemystowymi urzadzeniami do proceséw yield management (RB ESPI 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 r.).

Obecne zaméwienie potwierdza kontynuacje tej wspotpracy w ramach wieloletniego projektu wdrozeniowego.

Jednoczesnie dynamika pierwszego wdrozenia przemystowego jest nizsza niz pierwotnie zaktadano, a klienci

Spotki sygnalizuja raportowane do nich czasowe przesuniecie w stosunku do pierwotnie komunikowanych do

Spoétki  zatozen dotyczacych horyzontu czasowego potrzeby rynkowej zwigzanej kolejnymi weztami

generacyjnymi produktow, wymagajgcymi wysokorozdzielczego druku. W konsekwencji proces konwersji na

sprzedaz pozostatych aktywnych projektéw przemystowych moze wydtuzyc¢ sie w czasie.

Ze wzgledu na dtuzej trwajgce procesy komercjalizacji, Zarzad Spétki zidentyfikowat luke kapitatowag w 2026

roku. W celu zabezpieczenia finansowania na rok 2026 Zarzad sygnalizowat w RB 27/2025 z dnia 25 wrzeénia

2025 r. prowadzenie czterech réwnolegtych proceséw w obszarach:

e finansowanie dtuzne;

XTPLS.A. Legnicka 48E, 54-202 Wroctaw, Poland Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci
Spétki XTPL S.A. i Grupy Kapitatowej XTPL S.A
za | pétrocze 2026 roku

Strona | 37




e wspotfinansowanie prac B+R srodkami z programdw dotacyjnych;

e pozyskanie inwestora strategicznego, ktéry objathby mniejszosciowy udziat w Spétce;

* podwyzszenie kapitatu i emisja akcji skierowana do rynku.

Jako najbardziej prawdopodobng $ciezke sfinansowania rozwoju Spdtki Zarzad upatruje w kombinacji
wszystkich powyzszych form, réznigcych sie wartoscig i okresem uruchomienia. W dniach 10-12 marca 2026 r.
Spoétka przeprowadzita emisje 300 000 akcji zwyktych na okaziciela. W procesie budowania ksiegi popytu
ustalona zostata cena emisyjna na poziomie 65 zt za akcje. W efekcie w ramach emisji akcji Spotka pozyskata
19,5 min zt brutto. Celem emisji byto sfinansowanie rozwoju Spétki poprzez kontynuacje realizacji projektow
przemystowych i zwigzanych z nimi dalszych prac B+R, rozwdj nowych produktow, w tym ODRA, kolejnych
generacji modutow drukujgcych i tuszow drukujgcych, rozwdj struktur sprzedazowych, intensyfikacje dziatan
marketingowych, utrzymanie bezpiecznego poziomu zapasow. Powyzsze dziatania, w ocenie Zarzadu,
skutkowaé powinny osiggnieciem 100 min zt sprzedazy oraz osiggnieciem trwatej rentownosci Spétki do roku
2028. Ponadto w dniu 11 marca 2026 r. Emitent otrzymat informacje o rekomendowaniu do dofinansowania
w konkursie FENG.05.01-1P.01-004/25, Sciezka B: Technologie cyfrowe i innowacje w ramach gtebokich
technologii, organizowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, projektu opracowanego przez
Emitenta pt. "Opracowanie addytywnej technologii integracji fotonicznych uktadéw scalonych dla zastosowan
w sztucznej inteligencji". Gtéwnym zatozeniem Projektu jest opracowanie, budowa i walidacja prototypu nowe;j
generacji systemu drukujgcego, przeznaczonego do heterogenicznej integracji fotonicznych i elektronicznych
uktadow scalonych (PIC + EIC) w ramach procesow zaawansowanego pakowania (Advanced Packaging).
Opracowana technologia stanowi¢ bedzie element europejskiego tancucha wartosci w obszarze
zaawansowanych potprzewodnikow. Rekomendowana wartos¢ dofinansowania: 10 min zt istotnie wesprze
prace B+R nad nowymi produktami do korica 2029 roku.

W dniu 1 wrzesnia Spoétka poinformowata o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym tajwariskim
inwestorem branzowym, posiadajgcym dosSwiadczenie w inwestycjach w obszarze potprzewodnikéow (RB
34/2026 z dnia 1 wrzesnia 2026). Zgodnie z listem intencyjnym inwestor branzowy wyrazit zainteresowanie
inwestycja kapitatowg w Spdtke polegajacg na objeciu nowych akcji, tj. 198.462 akcji zwyktych na okaziciela
serii Z, po cenie emisyjnej 65,00 zt za jedng akcje, za tgczng cene emisyjng wynoszacy 12,9 min zt. Potencjalne
zaangazowanie sie inwestora branzowego pozytywnie wptynie na pozycje gotdwkowa Spotki, a takze wzmocni
relacje biznesowe na rynku azjatyckim. W dniu 18 wrzesnia Spdtka opublikowata raport (RB 36/2026) o zmianie
zatozen dla emisji, zmieniajac czesé zatozen tj. ilos¢ oferowanych akcji do przedziatu nie mniej niz 198.462 i nie
wiecej niz 400.000 akcji oraz rozszerzajgc oferte objecia akcji o dotychczasowych akcjonariuszy Spotki
posiadajgcych co najmniej 0,5% ogdlnej liczby akcji Spétki wedtug stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spotki, zwotanym na dziern 19 pazdziernika 2026 roku. Intencjg
Zarzadu jest, aby emisja akcji serii Z zostata przeprowadzona w taki sposéb, aby akcjonariusze Spétki
posiadajacy co najmniej 0,5% ogdlnej liczby akcji Spotki [kazdy indywidualnie] wedtug stanu na koniec dnia
rejestracji uczestnictwa w Nowym NWZ mieli mozliwos¢ skorzystania z pierwszenstwa w objeciu akcji serii
Z w liczbie umozliwiajacej danemu inwestorowi uprawnionemu utrzymanie nie nizszego udziatu w ogdlne;j
liczbie gtoséw na Walnym Zgromadzeniu Spétki niz udziat, jaki ten inwestor uprawniony posiadat na koniec
dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ. Oznacza to dla Spotki potencjalnie wyzsze od pierwotnie zaktadanych
wptywy z planowanej emisji akgji.

Srodki pozyskane z emisji akcji oraz dotacji stabilizujg sytuacje finansowa Emitenta na co najmniej najblizsze
12 miesiecy, ale Spdétka wecigz jest aktywna w pozyskaniu pozostatych form finansowania. Trwajg rozmowy z
instytucjami oferujgcymi finansowanie dtuzne, na rdinych etapach zaawansowania. Biorgc pod uwage
powyzsze, na dzien zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Zarzad nie stwierdza istnienia okolicznosci
wskazujacych na zagrozenie kontynuowania dziatalnosci.
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5.17 Czynniki, ktore w ocenie Emitenta bedg miaty wptyw na osiagniete przez Emitenta i Grupe
Kapitatowa wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartatu

Czynniki moggace mie¢ wptyw na dziatalnos¢ i wyniki Spotki i Grupy w kolejnych kwartatach:

° Podpisanie komercyjnych umow i postepy prac w zakresie ptatnej ewaluacji, licencjonowania lub
umow typu joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;
° Zdolno$¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej w tym

liczba i zakres ztozonych wnioskéw patentowych;

Koniunktura w branzy elektronicznej;

Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantéw i dotacji wspierajgcych dziatalnosc
badawczo rozwojowg Emitenta;

Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;

Ekonomiczne skutki w zwigzku z sytuacja polityczno-gospodarczg w regionie Bliskiego Wschodu;
Sytuacja na rynkach finansowych.

5.18 Opis podstawowych zagrozen i ryzyka zwigzanych z pozostatymi miesigcami roku

obrotowego
5.18.1 Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spdtka i Grupa prowadzi
dziatalnos¢

5.18.1.1 Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos¢ Spotki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujacej na rynkach, na ktérych
Spoétka planuje rozpocza¢ sprzedaz produktéw i Swiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej. Stopien rentownosci prowadzonej przez Spétke dziatalnosci bedzie
uzalezniony miedzy innymi od wystepujacego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu
konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji,
a w szczegolnosci poziomu wydatkdw na elektronike uzytkowa. Wszystkie te czynniki moga wywiera¢ wptyw
na osiggane przez Spoétke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym moga takze wywiera¢ wptyw na realizacje
zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.1.2 Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spotki i Grupy sg podmioty miedzynarodowe, wiekszos$¢ przychoddéw Spotki
zwigzanych z komercjalizacjg technologii jest rozliczana w walutach obcych (gtéwnie euro i dolar amerykanski).
Réwnoczesnie, z uwagi na lokalizacje Spétki w Polsce, wiekszos¢ kosztdw biezgcej dziatalnosci rozliczana jest w
walucie krajowej. W zwigzku z tym Spdtka moze by¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmiennos¢ kursow
walutowych moze wptywac przede wszystkim na zmiany wartosci przychodéw oraz naleznosci Spotki
w przeliczeniu na PLN.

Mimo znaczgcego ostabienia sie polskiej waluty, zwigzanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spétka i Grupa nie
postrzegajg ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci
operacyjnej. Ostabienie sie ztotdwki wzmacnia pozycje gotowkowa Spétki jako eksportera. Istotna czesc
zakupow materiatéw i podzespotdéw do produkcji drukarek realizowana jest w walucie euro, dzieki czemu
przychody ze sprzedazy w walucie stanowig naturalne zabezpieczenie przed wahaniami kursu. W przypadkach
tego wymagajacych, Spdtka i Grupa bedzie wykorzystywata dostepne na rynku bankowym instrumenty
zarzadzania ryzykiem walutowym.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski
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5.18.1.3 Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktérym Spodtka i Grupa prowadzg dziatalnos$é cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych
technologii, stad tez rozwdj dziatalnosci Spdtki i Grupy wigze sie z koniecznoscig statego monitorowania
i analizowania nowych trenddéw rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentéw
i wdrazanych przez nich rozwigzan technologicznych. Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych
trenddw rynkowych, Spétka i Grupa bedzie zmuszona do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza
obszarem dotychczas uwazanym za core business lub do poniesienia naktadéw na dotychczasowe rozwigzania
celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spoétka i Grupa nie moze réwniez wykluczyé, iz w przysztosci zostanie
opracowana nowa technologia, w obliczu ktérej rozwigzania proponowane przez Spotke i Grupe przestang by¢
atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcéw. Realizacja opisywanego ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig
poniesienia dodatkowych kosztéw, co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki i Grupy.
Ponadto, koniecznos$¢ dokonania dodatkowych prac moze opdzni¢ moment komercjalizacji produktéw Spotki
i Grupy.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.1.4 Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spétka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujgcym sie stale
rosngcym popytem. Na rynku tym dziatalnos$é prowadzi szereg podmiotéw dysponujacych znacznie wiekszym
doswiadczeniem oraz zasobami kapitatowymi niz Spétka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze
ryzyko pojawienia sie nowego podmiotu, ktérego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spétkii Grupy.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan
atrakcyjnych uzytkowo i ekonomiczne dla potencjalnych odbiorcéw.

Obecnie, Spétce nie sg znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéow. Nie mozna jednak wykluczyé, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktore przewyzszaé bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych
parametrach. Istnieje réwniez ryzyko, ze Spétka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajgco szybko
ani skutecznie zareagowac na zmieniajgce sie otoczenie rynkowe, w konsekwencji oferowane przez Spétke
i Grupe rozwigzania zostang uznane za mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mie¢ negatywny
wptyw na sprzedaz produktow i ustug Spotkii Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig
wyniki finansowe.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.1.5 Ryzyko zwigzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze wzgledu na rynek, na ktérym dziata Spodtka, sytuacja zwigzana z zagrozeniem epidemiologicznym nie
wyptywa co do zasady na dziatalno$¢ operacyjng Emitenta. Spdtka opracowata szereg procedur uzaleznionych
od poziomu zagrozenia i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi mogg wykonywac swoje
obowigzki zdalnie (pracownicy biurowi majg zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do Internetu oraz
stuzbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracujg z zachowaniem wszystkich norm ogtaszanych przez
instytucje panstwowe. Cze$¢ pracownikéw technologicznych zaangazowana jest w tworzenie kolejnych
whnioskéw dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czesciowo moze pracowac zdalnie. Wszelkie spotkania
odbywajg sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane dziatania operacyjne
zwigzane z wysytka produktdw przebiegajg zgodnie z wymogami kraju docelowego.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski
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5.18.1.6 Zrédta zaopatrzenia

Spoétka komercjalizuje i rozwija autorskg technologie nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii
sprawia, ze korzysta ona z szerokiego zakresu produktéw i ustug dostepnych na rynku. Najwazniejsze pozycje
wsrédd nich zajmujg ustugi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszéw przewodzgcych,
ochrony patentowej, a takze wynajmu specjalistycznego sprzetu i laboratoriéw. Duza réznorodnosé
i zmiennos¢, ktorymi charakteryzujg sie realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje swoje
odzwierciedlenie w ilosci Zzrédet zaopatrzenia, z ktérych korzysta Spdtka. W rezultacie, w roku 2022 Spotka
osiggnefa prég 56% zakupow u jednego dostawcy $wiadczacego ustugi badawcze oraz wynajmujgcego
laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednoczesnie Spotka systematycznie zwieksza park urzadzen
laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnetrznych ustug pomiarowych i badawczych.

W procesie produkcji Spétka zaopatruje sie w materiaty i odczynniki chemiczne, stanowigce podstawe do
wytwarzania wysokoprzewodzacych tuszow bedacych w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawcow
podzespotdéw i materiatébw w procesie produkcji urzgdzen drukujgcych Delta Printing System.

Wéréd dostawcéw chemii wystepuje duze rozproszenie. Zaden dostawca nie przekracza poziomu 20%
w 0gdlnej sumie zakupdw tej kategorii. Ponadto na rynku dostepnych jest duzo materiatéw wysokiej jakosci
i brak jest zagrozenia uzaleznienia sie od jednego zrddta dostaw. Co istotne zdecydowana wiekszosé
materiatow chemicznych kupowana jest na rynku krajowym, wiec ewentualne problemy w logistyce
Swiatowych dostaw sg ograniczone.

Wsrdd dostawcow materiatéw i podzespotdow do produkeji drukarek wartosé dostaw jednego z dostawcéw
osiggneta 32% ogdlnej sumy zakupdw w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczajg poziomu 15%.
Spétka stale nawigzuje relacje z nowymi podmiotamii buduje baze alternatywnych dostawcow.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2 Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalnoscig Spétkii Grupy Kapitatowej

5.18.2.1 Ryzyko zwigzane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjety przez Spoétke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzacych do rdznych zastosowann w elektronice drukowanej. Obecnie
komercjalizowane sg urzadzenia drukujgce oraz nanotusze. W zakresie wdrozen przemystowych, na liniach
produkcyjnych klientéw, model biznesowy zaktada, ze Spodtka i Grupa komercjalizowac¢ bedzie swoje
rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarzadza¢ bedzie catym tancuchem wartosci tj.
produkcjg, marketingiem produktéw, dystrybucjg oraz swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych
do klienta. Wybor modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od efektéw negocjacji z partnerem, specyfiki danego
pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci kazdego z mozliwych sposobéw komercjalizacji
w danym polu.

Obecnie Spodtka jest zaangazowana w 9 projektow wdrozen przemystowych, co potwierdza istnienie
zapotrzebowania na rozwigzania, ktore oferuje technologia XTPL. Ponadto Spotka podpisata i realizuje umowe
opracowania nanotuszu przewodzacego nowej generacji do przemystowych zastosowan w produktach Nano
Dimension Ltd. nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Umowa ta jest pierwsza umowg podpisang
z partnerem przemystowym i jest kamieniem milowym w rozwoju Spoétki.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzagdzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie
z przyjetymi obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem
w krajach docelowych, btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem
uwarunkowan prawnych, niepetnym dostosowaniem produktow Spétki do wymagan rynkow zagranicznych,
nieefektywng kampanig promocyjng lub niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie
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wyzej opisanych zdarzeh moze spowodowac ograniczenie dynamiki rozwoju Spétki i Grupy Kapitatowej,
negatywnie wptynagé na jej dziatalnosé i sytuacje finansowa.
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.2 Ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przychodéw

Na obecnym etapie rozwoju Spotki to ryzyko nalezy uznac za nieistotne. Spdtka w roku obrotowym znaczgco
zwiekszyta przychody ze sprzedazy w stosunku do roku poprzedniego. Gtownym strumieniem tych
przychododw byta sprzedaz urzadzen drukujgcych. Spétka zamierza dynamicznie rozwijaé te grupe produktows,
réwniez poprzez budowe sieci dystrybucyjnej (zewnetrzni dystrybutorzy) na catym swiecie. Jednoczesdnie
Spotka systematycznie zwieksza przychody z tytutu sprzedazy tuszéw i innych materiatéw eksploatacyjnych
do drukarek. Ponadto Spdtka realizuje z podmiotem przemystowym umowe opracowania nanotuszu
przewodzgcego nowej generacji. W 2022 roku zostaty rozpoznane z tego tytutu pierwsze przychody.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.3 Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jakos¢ produktu

Przyjety przez Spétke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej niesie za sobg ryzyko
usterek, niewystarczajacej jakosci produktu lub niezadowalajgcej efektywnosci technologii w poczgtkowe;j
fazie jej komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze pojawig sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie
takich sytuacji moze spowodowacé negatywny pierwszy odbiér produktéw Spétki i Grupy, a co za tym idzie,
wstrzymac zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spdtka i Grupa moze nie uzyskac wptywoéw
w spodziewanej wysokosci.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.4 Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spétki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spoétke technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriatdow. Spodtka komercjalizuje juz pierwsze produkty - nosniki
technologii. Prowadzi réwniez 9 projektéw zwigzanych z wdrozeniem technologii na linie produkcyjne
partnerdw, ale w tym obszarze, ktéry ma najwiekszy potencjat, Spotka nie realizuje jeszcze powtarzalnego
modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spétka bedzie rozwijata
swojg obecnos$¢ biznesowg gtdwnie na terenie Standw Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spdtka
zamierza budowac swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze
rozwijanie opracowywanej technologii. Ze wzgledu na szereg czynnikdw, Spodtka nie moze w petni
zagwarantowac, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na
szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia
strategii rozwoju skutecznejw dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych
decyzji wynikajacych z niewtasciwej oceny sytuacji albo niezdolno$¢ Spotki do dostosowania sie do
zmieniajacych sie warunkoéw rynkowych, nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in.
rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony
potencjalnych klientéw, oznacza¢ moze, iz model rozwoju biznesu nie bedzie efektywny, a osiggane
w przysztosci wyniki finansowe mogg by¢ nizsze niz obecnie zaktadane.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.5 Ryzyko zwigzane z trudnoscig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikéw
Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spdtke powoduje, ze stale
zwiekszajg sie wymagania odnosnie umiejetnoscii doswiadczenia pracownikéw. Kadra inzynieryjna i naukowa
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jest - obok technologii - najcenniejszym zasobem Spétki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych Spétki zwigzana jest bezposrednio z umigjetnosciami specjalistow tworzgcych zespdt R&D.
Spoétka zatrudnia inzynierdw z nastepujgcych dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria
materiatowa, programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz
specjalistéw gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistow
Spotka konkuruje zaréwno ze spdtkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spotki w przysztosci, czynnik ten moze mieé szczegdlnie
istotne znacznie ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikdw mogg opdznié
prace lub zmusi¢ Spotke do zaniechania realizacji niektérych projektéw.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.6 Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnos$¢ Spotki jest oparta na waskim zespole osdb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych
kompetencje w obszarze inzynierii, zarzadzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spétka.
W zwigzku z tym, utrata kluczowych oséb moze niekorzystnie wptynac na dalszg dziatalnos$é Spétki, jej sytuacje
finansowg, majatkowa i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy
produktéw Spotki, rozwoju technologii, zdobywania nowych kontraktéw oraz utrudnienia nalezytej obstugi
kontraktéw juz otwartych.

Wiekszos¢ personelu Spoftki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujace
zadania, ktére wymagaja specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spotka jest narazona na ryzyko
odejscia czesci pracownikow operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktorej
oparta jest dziatalnos¢ Spotki. Wskazane sytuacje moga skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spoéfki
i wymoc koniecznos¢ podniesienia poziomu wynagrodzen w celu utrzymania pracownikéw. W efekcie moze
to wptynaé na wzrost kosztow dziatalnosci Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.7 Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéow

Ze wzgledu na specyfike projektéw wdrozen przemystowych (wysokie wartosci kontraktéw), komercjalizacja
pierwszych projektow bedzie powodowaé duze uzaleznienie od poszczegdlnych klientéw. Stad tez Spotka
prowadzi projekty z wieloma partnerami, na réznych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaz urzadzen drukujacych i materiatéw eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze wzgledu na
jednostkowy charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiatéw
eksploatacyjnych.

Ze wzgledu na fakt, iz Spdtka dostarcza zaawansowane urzadzenia techniczne, istnieje ryzyko uzaleznienia sie
od dostawcow materiatdow i podzespotéw. Spodtka stara sie dywersyfikowaé Zrédta dostaw i buduje relacje
i beze alternatywnych dostawcow, ale nalezy pamietaé, ze przy tak zaawansowanych technicznie urzadzeniach
zmiana podzespotow jest rowniez obcigzona ryzykiem w zakresie sprawnosci funkcjonowania produkowanych
urzadzen.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.8 Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spoftki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedgce w posiadaniu
informacji poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz procesow
technologicznych zwigzanych z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe
informacje zostang ujawnione przez osoby zwigzane ze Spdtka, czego efektem moze by¢ ich wykorzystanie
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przez podmioty prowadzgce dziatalno$é konkurencyjna, pomimo srodkéw ochrony witasnosci intelektualnej
stosowanych przez Spoétke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na dziatalno$é, sytuacje finansowa, perspektywy
rozwoju, wyniki Spotki lub cene rynkowa akcji Spotki.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.9 Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spotka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktdrym istotne znaczenie majg regulacje dotyczace praw wtasnosci
przemystowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie
naruszenia praw wtasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spétki. Spdtka zamierza prowadzié
dziatalnos¢ w taki sposdb, by nie naruszy¢ praw oséb trzecich w tym zakresie. Nie mozna jednak wykluczy¢,
ze przeciwko Spotce bedg wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczace naruszenia przez Spétke praw
wtasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen, nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze
niekorzystnie wptyna¢ na harmonogram realizacji strategii Spétki, a obrona przed takimi roszczeniami moze
wigzac sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztéw, co w efekcie moze negatywnie wptyngé na wyniki
finansowe Spodtki. Dodatkowo Spodtka podczas prac nad wtasnymi wnioskami patentowymi dokonuje
whnikliwego przegladu literatury oraz obecnie znanych patentéw. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej zwigzane z patentami, ktore zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.
Podobne ryzyko niesie ze sobg wspdtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty
mogg probowac wykorzystaé wiasnosé intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego
wprost albo poprzez probe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci moga miec istotny negatywny wptyw na
perspektywy rozwoju, osiggane wyniki i sytuacje finansowga Spofki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.10 Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, Zze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje
na wysoce innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej
na przemystowg moze skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowac poprzez trudnosci w uzyskaniu réwnie stabilnych parametréw
technologii w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze
opracowana technologia moze nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektérych proceséw produkcyjnych
w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki

5.18.2.11 Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjg planéw sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdlnosci koncerny zajmujace sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki.
Posiadajg one dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spotke
o krotkiej historii rynkowej, jaka jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do
opdznienia w realizacji planéw sprzedazowych Spétki lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakze wraz
ze wzrostem sprzedazy, szczegdlnie urzadzen drukujacych, systematycznie ros$nie swiadomos$é technologii
XTPL zaréwno u bezposrednich odbiorcow, jakimi sg obecnie instytuty badawcze, jak i posrednich, tj.
przemystowych partneréw z ktérymi wspodtpracujg instytuty badawcze. Ponadto sama Spdtka nawigzata szereg
relacji z partnerami przemystowymi, czego efektem jest 9 projektow realizowanych z takimi partnerami.
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni
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5.18.2.12 Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania
technologiczne. Poréwnanie parametréw dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymiw ramach
technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spétki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych
parametrach i czesto wyzszym koszcie wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym
rozwigzaniu XTPL. Spotka podjeta dziatania majgce na celu objecie opracowywanej kompleksowg technologii
ochrong patentowa. Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne Spétki mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane
rozwigzania sy mniej efektywne od rozwigzan nad ktérymi pracuje Spétka. Nie mozna jednak wykluczy¢
pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych
kosztowo. Istnieje réwniez ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadéow
na promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposdb istotny mogg wptynac na perspektywy rozwoju Spotki.
Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.13 Ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu przychody generowane przez Spétke ze sprzedazy produktédw i ustug wzmocnione
przychodami z tytutu dotacjisa w stanie zabezpieczy¢ jej dziatalnos¢ operacyjng. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage
na fakt, iz za wyjatkiem tuszéw, Spotka nie osiggneta jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodéw.

Istnieje rowniez ryzyko finansowania dziatalnosci w przypadku skalowania biznesu do wielkosci
przemystowych. Jednakze nalezy brac¢ pod uwage mozliwos¢ pozyskiwania finansowania z kilku réznych zrédet,
tj. finansowanie dtuzne, projekty dotacyjne oraz finansowanie kapitatem wtasnym (zyski i nowe emisje akgcji).
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantow

Dotacje i granty stanowig drugie zrddto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spétki. Istnieje
ryzyko nieuzyskania dotacji i grantéw w odpowiedniej wysokosci, co moze opdzni¢ prace badawczo-
rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowg o dotacje z NCBR, zgodnie z ktérg NCBR upowazniony do
wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i)
Emitent odmawia przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (i) Emitent dokonat zmian prawno-
organizacyjnych zagrazajacych realizacji umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich
zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedtozonej dokumentacji oddziatywania projektu na Srodowisko i nie
zostang one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywigzuje sie
z obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwatosci; (v) wystgpia
nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W zwigzku z tym wystepuje ryzyko
wystgpienia zadania przez NCBR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spdtce dotacji co moze mie¢ wptyw na
sytuacje finansowg Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.15 Ryzyko zwigzane z wdrozeniem witasnych technologii przez potencjalnych klientéw Spétki

Istotng grupe potencjalnych odbiorcow technologii opracowanej przez Spotki stanowig globalni producenci
komponentdw do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajg znaczgce zasoby
techniczno-organizacyjne, mogg opracowac witasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym
produkt oferowany przez Spétke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotow.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: wysoki
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5.18.2.16 Ryzyko wystapienia zdarzen losowych

Spoétka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zarowno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania
wojenne i inne. Mogg one skutkowaé zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spotki albo jej catkowitym
wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spdétka moze zostac narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztéw.
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalnos$é produkcyjng Spotki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umow o prace oraz
innych umow cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogg prowadzi¢ do
powstania btedow spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkdéw. Takie dziatania
mogg mie¢ charakter dziatan zamierzonych badZ nieumysinych i mogg one doprowadzi¢ do zaktdcen
i opOznieniaw procesie komercjalizacji.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.18 Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétkii Grupy Kapitatowej
Dziatalnos¢ Spétki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje
ryzyko, iz w przypadku powaznej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia,
Spdétka moze zosta¢ zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu
usuniecia awarii. Awaria sprzetu moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad
produktem Spotki. Przerwa w dziatalnosci lub utrata danych kluczowych dla danego projektu moze
spowodowaé niemoznos¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z aktualnych umoéw, anawet utrate
posiadanych kontraktéw, co moze niekorzystnie wptynac na wyniki finansowe Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.19 Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcq ochrong ubezpieczeniowa

Spotka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w dziatalnos$ci Spotki
ziszczg sie ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajagcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub
wystgpig zdarzenia nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowg. Takie zdarzenia
mogg mie¢ negatywny wptyw na wynik z dziatalnosci Spotki.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.20 Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymii administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spétki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne,
majace istotny wptyw na jej dziatalnosc. Jednak przyszta dziatalnos¢ Spotki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢
potencjalne ryzyko zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientow w odniesieniu do sprzedawanych
produktéw. Spodtka zawiera takze umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktdrych obie
strony zobowigzane sg do okreslonych swiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporéw
i roszczen na tle umow handlowych. Powstate spory lub roszczenia mogg w negatywny sposéb wptyngé na
renome Spotki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.21 Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi
Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez
organy podatkowe metod okreslania przez Spétke warunkéw rynkowych dla transakcji z podmiotami
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powigzanymi istnieje ryzyko wystgpienia negatywnych dla Spotki konsekwencji podatkowych, co moze miec
istotny negatywny wptyw na dziatalnosé, sytuacje finansowa i wyniki dziatalnosci Spotki.
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.22 Ryzyko praw witasnosci intelektualnej i patentéw aplikacyjnych

Technologia Spotki moze stanowi¢ baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych
technologii. Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujgce na technologii
Spotki, w efekcie czego, do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspdtdziatanie Spétki,
jako posiadacza patentu bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego.
W zakresie praw witasnosci intelektualnej, Spotka korzysta z utwordw tworzonych przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Stopien narazenia Emitenta na ryzyko: niski

5.18.2.23 Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spdtka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowac rdzne typy umow komercjalizacyjnych
(umowy licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktdw, umowy typu joint-venture).
Nie mozna jednak wykluczy¢ ryzyka rynkowego polegajgcego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego
zakupem lub komercjalizacjg. Na ryzyko rynkowe wptywaja réwniez zmieniajace sie strategie potencjalnych
klientéw, zmiany wynikajace ze zmian w rynkowych trendach a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb
decyzyjnych. Ponadto nalezy rowniez wzig¢ pod uwage ryzyko niedotrzymania warunkéw umowy przez drugg
strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapiséw przez Emitenta w zwigzku ze zmaterializowaniem sie ktoregos
z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze negatywnie wptynac na
dziatalno$é Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.24 Ryzyko wptywu wojny w Ukrainie na dziatalnos¢ Spétkii Grupy Kapitatowej

Wojna w Ukrainie nie zmienita modelu dziatania XTPL. Spdtka nie odczuwa wptywu konfliktu na rynek

elektroniki drukowanej. Ponadto Spotka:

® nie jest zalezna od zadnych dostaw surowcow/komponentdw z regiondw Rosji, Biatorusi, Ukrainy;

® nie prowadzi dziatan sprzedazowych na ww. rynkach. Spdtka nie planuje rowniez sprzedazy do ww. krajéw
W swojej strategii biznesowej;

® nie posiada w kadrze wspodtpracownikdow z ww. krajow ani wspdtpracownikow, ktorzy pracowali by
zdalnie z ww. krajow;
jest eksporterem gtéwnie w EUR, wiec nie jest negatywnie narazona ostabieniem ztotowki;
nie ma informacji od partnerdéw biznesowych z krajow innych niz ww. o ich planach wprowadzenia zmian
w dziatalnosci biznesowej, ktdre mogtyby mieé negatywne skutki dla XTPL.

Spétka dostrzega ryzyko wptywu wojny na dziatalno$¢ operacyjng pod katem wptywu na gospodarke globalna:
e utrudniona dostepno$¢ surowcow i zwigzana z tym dostepnosé materiatow i podzespotow;
e utrudnienia w logistyce dostaw ze wzgledu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

W zakresie aktywnych dziatan pomocowych na rzecz ukrainskich uchodZzcéw wojennych Spdtka oraz jej
pracownicy podjeli szereg aktywnosci:

e dodatkowy dzien wolny w miesigcu na wolontariat dla wszystkich pracownikéw;

e publikacja ogtoszen o prace na dedykowanym portalu dla uchodzcéw ukraifskich;
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e  zbidrka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, ktére przyjechaty
do Polski;

oferowanie domoéw ukrainskim uchodzcom;

szycie ubran dla dzieci z Ukrainy;

pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;

przekazanie sprzetu komputerowego do centrum zarzadzania kryzysowego, ktére udziela pomocy
uchodzcom;

e pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;

e wsparcie materialne dla zotnierzy ukrainskich;
e wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbidrek.
Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.18.2.25 Ryzyko wptywu wojny na Bliskim Wschodzie na dziatalno$é Spétki i Grupy Kapitatowej

Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie nie spowodowata zmiany w modelu operacyjnym XTPL. Firma nie
odczuwa wptywu konfliktu na rynek elektroniki drukowanej. Pomimo posiadania spotki zaleznej w Stanach
Zjednoczonych oraz kontaktow biznesowych zfirmami dziatajgcymi w lzraelu, konflikt nie wptynat na
dziatalnos¢ spotki w tym zakresie.

Spdétka na ten moment nie identyfikuje ryzyka wptywu ww. konfliktu na swojg dziatalnosé.

Stopieri narazenia Emitenta na ryzyko: sredni

5.19 ZASADY SPORZADZANIA  SRODROCZNEGO SKROCONEGO JEDNOSTKOWEGO
| SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.19.1 Informacja ogdlna i podstawa sporzadzenia

Srédroczne skrécone sprawozdania finansowe Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (jednostkowe i skonsolidowane)
obejmujg okres 6 miesiecy, zakoriczony w dniu 30 czerwca 2026 roku i zawierajg dane porédwnawcze za okres
6 miesiecy zakonczony w dniu 30 czerwca 2025 roku oraz zostaty sporzadzone zgodnie z zasadg kosztu
historycznego. Sprawozdania finansowe zostaty sporzadzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci
gospodarczej przez Spétke w okresie co najmniej roku od Daty Raportu.

Na dzien zatwierdzenia sprawozdan finansowych Zarzad nie stwierdza istnienia okolicznosci wskazujgcych na
zagrozenie kontynuowania dziatalnosci w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe sporzgdzono zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowosci ("MSR") 34 -
Srédroczna Sprawozdawczo$é Finansowa oraz zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie informacji biezacych
i okresowych.

5.19.2 Waluta sprawozdania
Walutg funkcjonalng i walutg sprawozdawcza sprawozdania finansowego jest ztoty polski (PLN), a dane
zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostaty w tysigcach ztotych polskich.
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5.19.3 Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym

2026 styczen - 2025 styczen -
Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym czerwiec czerwiec/ grudzien

EUR usD EUR usD
dla pozycji bilansowych 4,2963 3,7708 4,2267 3,6016
dla pozycji wynikowych i przeptywdw pienieznych 4,2522 3,6526 4,2208 3,8422

5.19.4 Opis istotnych zasad rachunkowosci

Przy sporzadzeniu s$rodrocznego skréconego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady
rachunkowosci co w sprawozdaniu finansowym za rok 2025 opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2026 roku,
a takze w ostatnim kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporzgdzonym na dziert 31 marca 2026 roku (raport
za | kwartat 2026 z dnia 27 maja 2026 roku). W Okresie Sprawozdawczym nie nastgpity zadne zmiany zasad
(polityki) rachunkowosci, ani istotne zmiany wielko$ci szacunkowych.
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6. AKCJONARIAT

6.1 Znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu na Date Bilansowg byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej

liczby gtosdw na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz

Deutsche Balaton AG
Dr Filip Granek
Esaliens TFI SA
ACATIS Investment

Leonarto Funds

s w N

Pozostali
RAZEM

Liczba
posiadanych
akgji
437 042
333498
303 809
291742
267 564
1316 222

2949 877

% wszystkich
akcji
14,82%
11,31%
10,30%
9,89%
9,07%
44,62%
100,0%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

Liczba gtoséw % V;:;Z(Sjaliich
437 042 14,82%
333498 11.31%
303 809 10,30%
291742 9,89%
267 564 9.07%

1316 222 44,62%
2949877 100,0%

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujaca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogdlnej
liczby gtosdow na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz

Deutsche Balaton AG
Dr Filip Granek
Esaliens TFI SA
ACATIS Investment

Leonarto Funds

a0 w N

Pozostali
RAZEM

Liczba
posiadanych
akgji
437 042
333498
303 809
291742
267 564
1316222

2.949 877

% wszystkich
akcji
14,82%
11,31%
10,30%
9,89%
9,07%
44,62%
100,0%

Liczba gtoséw % V;:cl);’g’ilvdch
437 042 14,82%
333498 11,31%
303 809 10,30%
291742 9,89%
267 564 9,07%

1316 222 44,62%
2.949 877 100,0%

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. przekazania raportu okresowego za
pierwszy kwartat 2026 rok w dniu 27 maja 2026 roku nie miaty miejsca zadne zmiany w zakresie wtasnosci

znacznych pakietéw.
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6.2 Akcje w posiadaniu oséb zarzadzajacych i nadzorujacych

L.p. Imie i nazwisko Stanowisko Stan Stan
posiadania na  posiadania na
dzien 30 Date Raportu

czerwca 2026

1.  DrFilip Granek Prezes Zarzadu 333498 333498
2. Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 9250 9250
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady Nadzorczej - -
4. Dr hab. Bartosz Wojciechowski ~ Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej 1350 1350
5. Prof. dr hab. Herbert Wirth Cztonek Rady Nadzorczej - -
6.  Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
7.  Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej - -

Od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. przekazania raportu okresowego za
pierwszy kwartat 2026 rok w dniu 27 maja 2026 roku nie nastgpity zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta
przez osoby zarzadzajace i nadzorujgce Emitenta.
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7. OSWIADCZENIE ZARZADU

Zarzad XTPLS.A. oswiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy $srddroczne skrocone jednostkowe oraz srodroczne
skrécone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane pordéwnywalne zostaty sporzgdzone zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci oraz ze odzwierciedlajg w sposéb prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuacje majatkowa i finansowa Emitenta i grupy kapitatowej XTPL S.A. oraz ich wynik finansowy. Ponadto
Zarzad XTPL S.A. o$wiadcza, ze pdtroczne sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A. i grupy kapitatowej XTPL S.A.
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitatowej Emitenta, w tym opis
podstawowych zagrozen i ryzyka.

Podpisy wszystkich Cztonkow Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu

Wroctaw, 28 wrzesnia 2026 roku
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8. RAPORT Z PRZEGLADU SRODROCZNEGO SKROCONEGO JEDNOSTKOWEGO
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport firmy audytorskiej z przegladu S$rédrocznego skréconego jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego XTPL S.A. oraz grupy kapitatowej XTPL S.A. stanowi zatgcznik do Raportu.
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9. STANOWISKO ZARZADU

Nie dotyczy. Firma audytorska nie wyrazita opinii z zastrzezeniem, opinii negatywnej ani nie dokonata odmowy
wyrazenia opinii o jednostkowym ani skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym XTPL S.A. oraz grupy
kapitatowej XTPL S.A.

Podpisy wszystkich Cztonkow Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu

Wroctaw, 28 wrzesnia 2026 roku
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10. OSWIADCZENIE ZARZADU DOTYCZACE FIRMY AUDYTORSKIE) UPRAWNIONE)
DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

Zarzad XTPLS.A. o$wiadcza, ze firma audytorska uprawniona do badania sprawozdan finansowych, dokonujgcy
przegladu $rédrocznego skréconego sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z przepisami prawa.
Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujgcy tego przegladu, spetniali warunki do wydania bezstronnego i
niezaleznego raportu z przegladu S$rédrocznego skroconego sprawozdania finansowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podpisy wszystkich Cztonkow Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu

Wroctaw, 28 wrzesnia 2026 roku
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11. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACII

Raport za pierwsze potrocze 2026 roku zakoriczone 30 czerwca 2026 roku zostat zatwierdzony do publikacji
przez Zarzad Emitenta w dniu 28 wrzesnia 2026 roku.

Podpisy:
Podpisano przez/ Signed by:
Jacek
Olszanski
Data/ Date: 28.09.2026 11:27
mSzafir
Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
Wroctaw, dnia 28 wrzesnia 2026 roku
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